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Copyright Notice:

No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or
translated in any language, in any form or by any means, except duplication of
documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of
ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not
be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used
only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent to

infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for
informational use only and subject to change without notice, and should not be
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for
any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like),
even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any
defect or error in the documentation or product.

FS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel
: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.

Homil

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



CE Warning

This device complies with directive 2014/53/EU issued by the Commision of the European
Community.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between
the radiator & your body.

Operations in the 5.15-5.35GHz band are restricted to indoor usage only.
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Radio transmit power per transceiver type

Function Frequency Maximum Output Power (EIRP)
2400-2483.5 MHz 18.5 4+ / -1.5 dbm
5150-5250 MHz 21.5+/-1.5dbm

18.5 +/ -1.5 dbm (no TPC)
21.5+/-1.5 dbm (TPC)
25.5+/-1.5 dbm (no TPC)
28.5 +/-1.5 dbm (TPC)
Bluetooth 2400-2483.5 MHz 8.5+ /-1.5 dbm

WiFi 5250-5350 MHz

5470-5725 MHz
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
Chassis/Waterpump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
CPU Fan Connector (CPU_FAN1)

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)
ATX Power Connector (ATXPWRI1)

Chassis Fan Connector (CHA_FAN2)

USB 3.1 Genl Header (USB3_6_7)

SATA3 Connector (SATA3_1)

SATA3 Connector (SATA3_0)

SATA3 Connector (SATA3_3)

SATA3 Connector (SATA3_2)

System Panel Header (PANELI)

USB 2.0 Header (USB_3_4)

Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

Chassis Intrusion Header (CI1)

SATA3 Connector (SATA3_4)

SATA3 Connector (SATA3_5)

Chassis Speaker Header (SPEAKER1)

TPM Header (TPMSI)

Front Panel Audio Header (HD_AUDIOL1)
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I/0 Panel
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No. Description No. Description

1 USB 2.0 Ports (USB12) 8  Microphone (Pink)**

2 USB 3.1 Gen2 Type-A Ports (USB31_01) 9 USB 3.1 Genl Ports (USB3_45)

3 LAN RJ-45 Port (Intel® 1219V)* 10  USB 3.1 Gen2 Type-A Ports (USB31_23)
4 LAN RJ-45 Port (Intel® I211AT)* 11  HDMI Port

5  Antenna Ports 12 HDMI Port

6  LineIn (Light Blue)** 13 Display Port

7  Front Speaker (Lime)** 14 PS/2 Mouse/Keyboard Port

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
SPEED LED
|

T T

LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




**To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD front panel audio module and enable the multi-
channel audio feature through the audio driver.

Please set Speaker Configuration to “7.1 Speaker”in the Realtek HD Audio Manager.

S REALTEK (&)

Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out
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WiFi-802.11ac Module and ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antennas

WiFi-802.11ac + BT Module

This motherboard comes with an exclusive WiFi 802.11 a/b/g/n/ac + BT v4.2
module (pre-installed on the rear I/O panel) that offers support for WiFi 802.11 a/b/
g/n/ac connectivity standards and Bluetooth v4.2. WiFi + BT module is an easy-to-
use wireless local area network (WLAN) adapter to support WiFi + BT. Bluetooth
v4.2 standard features Smart Ready technology that adds a whole new class of
functionality into the mobile devices. BT 4.2 also includes Low Energy Technology

and ensures extraordinary low power consumption for PCs.

* The transmission speed may vary according to the environment.



WiFi Antennas Installation Guide

Step 1

Prepare the WiFi 2.4/5 GHz Antennas that come
with the package.

Step 2

Connect the two WiFi 2.4/5 GHz Antennas to
the antenna connectors. Turn the antenna clock-

wise until it is securely connected.

Step 3
Set the WiFi 2.4/5 GHz Antenna as shown in the
illustration.

*You may need to adjust the direction of

the antenna for a stronger signal.
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock H370M-1TX/ac motherboard, a reliable

motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.

It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

Q content of this documentation will be subject to change without notice. In case any
modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to
this motherboard, please visit our website for specific information about the model
you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

ASRock H370M-ITX/ac Motherboard (Mini-ITX Form Factor)
ASRock H370M-ITX/ac Quick Installation Guide

ASRock H370M-ITX/ac Support CD

2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

1 x I/O Panel Shield

2 x ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antennas (Optional)

1 x Screw for M.2 Socket (Optional)



1.2 Specifications
Platform .

CPU 0

Chipset .

Memory O

Expansion .

Mini-ITX Form Factor

" Generation Intel® Core™ Processors (Socket

Supports 8
1151)

Digi Power design

6 Power Phase design

Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology

Intel® H370

Dual Channel DDR4 Memory Technology

2 x DDR4 DIMM Slots

Supports DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, un-buffered
memory

Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-
ECC mode)

Max. capacity of system memory: 32GB

Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15p Gold Contact in DIMM Slots

1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE1: x16 mode)

Slot * Supports NVMe SSD as boot disks

Graphics o

1 x Vertical M.2 Socket (Key E) with the bundled WiFi-
802.11ac module (on the rear I/O)

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

Supports Intel®* UHD Graphics Built-in Visuals : Intel®
Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full
HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel® Insider™, Intel> UHD Graphics

DirectX 12

HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decode
only), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decode only)



H370M-ITX/ac

Audio

LAN

Wireless
LAN

Three graphics output options: DisplayPort 1.2 and 2 x
HDMI ports

Supports Triple Monitor

Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

Supports DisplayPort 1.2 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant
HDMI monitor is required)

Supports HDCP with HDMI and DisplayPort 1.2 Ports
Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI and
DisplayPort 1.2 Ports

7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892
Audio Codec)

* To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD

front panel audio module and enable the multi-channel audio

feature through the audio driver.

Premium Blu-ray Audio support
Supports Surge Protection
Nichicon Fine Gold Series Audio Caps

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

1 x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection

Supports Dual LAN with Teaming*

* Teaming is supported on Windows® 10 RS2 and above.

Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

Intel® 802.11ac WiFi Module

Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Supports Dual-Band (2.4/5 GHz)

Supports high speed wireless connections up to 433Mbps
Supports Bluetooth 4.2/ 3.0 + High speed class II
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Rear Panel
1/0

Storage

2 x Antenna Ports

1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port

2 x HDMI Ports

1 x DisplayPort 1.2

2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

4x USB 3.1 Gen2 Type-A Ports (10 Gb/s)

2 x USB 3.1 Genl Ports (Supports ESD Protection)

2 x RJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
15), NCQ, AHCI and Hot Plug*

*If M2_1 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_1 will
be disabled.

1 x Ultra M.2 Socket, supports M Key type
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2
PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supports Intel* Optane™ Technology
** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit
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Connector e 1xTPM Header

¢ 1 x Chassis Intrusion Header

¢ 1x CPU Fan Connector (4-pin)

* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum

1A (12W) fan power.

¢ 1 x Chassis Fan Connector (4-pin)

¢ 1 x Chassis/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)

* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of

maximum 2A (24W) fan power.

* CHA_FAN1/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.

e 1x 24 pin ATX Power Connector

e 1x8pin 12V Power Connector

¢ 1x Front Panel Audio Connector

e 1x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)

e 1xUSB 3.1 Genl Header (Supports 2 USB 3.1 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

BIOS e AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUT support
Feature e ACPI 6.0 Compliant wake up events
e SMBIOS 2.7 Support
e CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCST, CPU Internal PLL Voltage
Multi-adjustment

Hardware e Temperature Sensing: CPU, Chassis, Chassis/Water Pump
Monitor Fans
* Fan Tachometer: CPU, Chassis, Chassis/Water Pump Fans
¢ Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, Chassis, Chassis/Water Pump Fans
e Fan Multi-Speed Control: CPU, Chassis, Chassis/ Water
Pump Fans
e CASE OPEN detection
¢ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

(0] Microsoft® Windows® 10 64-bit

11



Certifica- e FCC,CE
tions e ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including

A adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking.

12
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Chapter 2 Installation

This is a Mini-ITX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

* Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

¢ In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

¢ Hold components by the edges and do not touch the ICs.

e Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

* When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

13



2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1151-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap
ﬁ is on the socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the
socket. Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is found.
Otherwise, the CPU will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.

14
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be
placed if you wish to return the motherboard for after service.

16
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

17
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides two 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. Itisunable to activate Dual Channel Memory Technology with only one memory
module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slot)

There is 1 PCI Express slot slot on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slot:

PCIE1 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

O W

Short Open

Clear CMOS Jumper

(CLRMOS))
2-pin Jumper
(see p.1, No. 14)

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.

Q If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

21



2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
A these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header 1 Connect the power
(9-pin PANELI) HDLED+JO|Or PLED+ switch, reset switch and
1 No. 12 HDLED- 40O (Ot PLED- indi
(see p.1, No. 12) onD JO[OF PwreTns  SYStem status indicator on
reseT# FO|OF enp the chassis to this header
puMMY 1O according to the pin
assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.
PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to

turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.
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Serial ATA3 Connectors These six SATA3
(SATA3_0: = 7 [F] © connectors support SATA
© ® .
see p.1, No. 9) = [ —| s data cables for internal
(SATA3_1: SRR S EKES storage devices with up to
© ®
see p.1, No. 8) E [ —| E “ [ [[/] €Y, 6.0 Gb/s data transfer rate.
. sHUS ¢ 2
(SATA3_2: b [ —| K IfM2_1is occupied by a SATA-
see P~1> No. 11) 0 == 0 type M.2 device, SATA3_1 will
(SATA3_3: be disabled.
see p.1, No. 10)
(SATA3_4:
see p.1, No. 16)
(SATA3_5:
see p.1, No. 17)
USB 2.0 Header DUMMY There is one USB2.0
(9-pin USB_3_4) GND GND header on this
P+ P+
(see p.1, No. 13) b . motherboard. This USB
USB_PWR USB_PWR 2.0 header can support
;
two ports.
USB 3.1 Genl Header Vous There is one header on
(19-pin USB3_6_7) in e so e weme  this motherboard. This
IntA_PA_SSRX+ GND
(see p.1, No. 7) oND waresstx.  USB 3.1 Genl header can
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ ND support two ports.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
;
Front Panel Audio Header This header is for
(9-pin HD_AUDIO1) ! connecting audio devices
MIc2_L GND .
(see p.1, No. 20) MIC2_R presences L0 the front audio panel.
our2_R ——fO[O}—— mic_rer
J_seNsE—fO
our2_L o]0} — our_rer

23
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PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to
turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.

Chassis Speaker Header SPEAKER Please connect the chassis
(4-pin SPEAKERI) DUMMY speaker to this header.

.1, No. 18 pummy
(see p 0.18) iy

1
Chassis/Water Pump Fan This motherboard
FAN_SPEED . .

Connector FAN.VOLTAGE_CONTROL |\ coeen conTroL provides a 4-Pin water
(4-pin CHA_FAN1/WP) cooling chassis fan
(see p.1, No. 2) T2 4 connector. If you plan to

connect a 3-Pin chassis
water cooler fan, please
connect it to Pin 1-3.

Chassis Fan Connector , oD Please connect fan cables

(4-pin CHA_FAN2) 2 Ei:-::;’;)GE-CONTROL to the fan connector and

(see p.1, No. 6) 4 FAN_SPEED_CONTROL match the black wire to
the ground pin.




CPU Fan Connector
(4-pin CPU_FANT1)
(see p.1, No. 3)

FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND

FAN_SPEED

1.2 3 4

FAN_SPEED_CONTROL

This motherboard pro-
vides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector.
If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please

connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 5)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power

connector.

ATX 12V Power

Please connect an ATX

Connector 12V power supply to this
(4-pin ATX12V1) 4DDDD1 connector.
(see p.1,No. 1)
Chassis Intrusion Header ; This motherboard
(2-pin CI1) GND supports CASE OPEN
Si |

(see p.1, No. 15) e detection feature that

detects if the chassis cove

has been removed. This

feature requires a chassis

with chassis intrusion

detection design.
TPM Header oo oo This connector supports Trusted
(17-pin TPMS1) SERIRAR rovee Platform Module (TPM) system,

S_PWRDWN#
(see p.1, No. 19) oo Hhoo which can securely store keys,
LAD2 LAD3 digital certificates, passwords,
SMB_DATA_MAIN PCIRST#
SMB_CLK_MAIN FRAME and data. A TPM system also
GND PCICLK

helps enhance network security,
protects digital identities, and
ensures platform integrity.

H370M-ITX/ac
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2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_1) supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module
and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

* Please be noted that if the Ultra M.2 Socket (M2_1) is occupied by a SATA-type M.2 de-
vice, SATA3_1 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

ﬂ g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

; o | Step 2
! o / Depending on the PCB type and
/ f ﬂ g length of your M.2_SSD (NGFF)
/ module, find the corresponding nut
‘ —— location to be used.
« —Q—
Nut Location A B C D
PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm

Module Type Type2230  Type 2242  Type2260  Type 2280

26



Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoft is placed at the nut
location D by default. Skip Step 3 and
4 and go straight to Step 5 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.

H370M-ITX/ac
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
ocz
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
Team
Team
Team
Team

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3

AXNS330E-32GM-B
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUS00NS38-256GT-C
ASUS00NS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4AM-128G

SD6PPAM-256G
TM4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105
TMS8PS4128GMC105
TM8PS4256GMC105
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TEAM
TEAM
Transcend
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
V-Color
V-Color
WD

WD

WD

WD

PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4

TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
TS256GMTS400

TS512GMTS600

TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30
WDS256G1X0C-00ENXO0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das H370M-ITX/ac von ASRock entschieden haben - ein
zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualititskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitat und Bestandigkeit erfillt.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert

Q werden konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geiindert
werden. Falls diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktu-
alisierte Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt.
Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf
unserer Webseite spezifischen Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell.
Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der

ASRock-Webseite: ASRock-Webseite http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

e ASRock H370M-ITX/ac - Motherboard (Mini-ITX-Formfaktor)
¢ ASRock H370M-ITX/ac - Schnellinstallationsanleitung

¢ ASRock H370M-ITX/ac - Unterstiitzungs-CD

e 2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

¢ 1x E/A-Blendenabschirmung

¢ 2 x ASRock-WiFi-2,4/5-GHz-Antennen (optional)

e 1 x Schraube fiir M.2-Sockel (optional)
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1.2 Technische Daten

Plattform ¢ Mini-ITX-Formfaktor
Prozessor o Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren (Sockel 1151) der 8"
Generation

* Digi Power design
¢ 6-Leistungsphasendesign
e Unterstiitzt Intel” Turbo Boost 2.0-Technologie

Chipsatz ¢ Intel” H370

Speicher ¢ Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

¢ 2 x DDR4-DIMM-Steckplitze

e Unterstiitzt DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, ungepufferter
Speicher

¢ Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-
ECC-Modus)

o Systemspeicher, max. Kapazitit: 32 GB

¢ Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

¢ 15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze

Erweiter- e 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE1:x16-Modus)
ungssteckplatz * Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
¢ 1 x vertikaler M.2-Sockel (Key E) mit dem mitgelieferten
802.11ac-WLAN-Modul (an den riickseitigen 1/0)

Grafikkarte o Integrierte Inte]” UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

o Unterstiitzt integrierte Intel* UHD Graphics-Visualisierung: Intel®
Quick Sync Video mit AVC, MVC (S3D) und MPEG-2 Full HW
Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology,
Intel® Insider™, Intel> UHD Graphics

e DirectX 12

e HWA encodieren/decodieren: AVC/H.264, HEVC/H.265 8 bit,
HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit (nur
Dekodierung), MPEG2, MJPEG, VC-1 (nur Dekodierung)
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¢ Drei Grafikkarten-Ausgangsoptionen: DisplayPort 1.2 und
2 x HDMI-Port

¢ Unterstiitzt drei Monitore

¢ Unterstiitzt HDMI mit maximaler Auflosung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 30Hz

¢ Unterstiitzt DisplayPort 1.2 mit maximaler Auflésung von 4K x 2K
(4096 x 2304) bei 60 Hz

¢ Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)

¢ Unterstiitzt HDCP mit HDMI- und DisplayPort 1.2-Ports

¢ Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI- und
DIsplayPort-1.2-Ports

Audio e 7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC892-
Audiocodec)
* Zur Konfiguration von 7.1-Kanal-HD-Audio miissen Sie ein HD-
Frontblenden-Audiomodul nutzen und den Mehrkanalton tiber den
Audiotreiber aktivieren.
o Erstklassige Blu-ray-Audiounterstiitzung
¢ Unterstiitzt Uberspannungsschutz

¢ Nichicon-Audiokappen der Fine Gold-Serie

LAN ¢ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
¢ 1xGiga PHY Intel” 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
¢ Unterstiitzt Wake-On-LAN
¢ Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
¢ Unterstiitzt duales LAN mit Teaming?*
* Teaming wird unter Windows® 10 RS2 und mehr unterstiitzt.
¢ Unterstiitzt energieeflizientes Ethernet 802.3az
¢ Unterstiitzt PXE

Wireless LAN  Intel®-802.11ac-WLAN-Modul
¢ Unterstiitzt IEEE 802.11a/b/g/n/ac
o Unterstiitzt Dualband (2,4/5 GHz)
¢ Unterstiitzt drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindungen bis 433
Mb/s
¢ Unterstiitzt Bluetooth 4.2 / 3.0 + High-Speed, Klasse II
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Riickblende, ¢ 2 x Antennenanschluss
E/A ¢ 1x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss
e 2 x HDMI-Port
¢ 1 x DisplayPort 1.2
e 2 x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)
* 4x USB 3.1-Gen2-Typ-A-Ports (10 Gb/s)
e 2x USB 3.1-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)
¢ 2 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

¢ HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

Speicher ® 6 x SATA-III-6,0-Gb/s- Abschluss, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 15),
NCQ, AHCI und Hot-Plugging*

* Wenn M2_1 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird

SATA3_1 deaktiviert.

¢ 1 x Ultra-M.2-Sockel, unterstiitzt M-Key-Typ-

2230/2242/2260/2280-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und M.2-
PCI-Express-Modul bis Gen. 3 x 4 (32 Gb/s)**

** Unterstiitzt Intel” Optane"™-Technologie

** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit
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Anschluss

BIOS-Funktion

Hardwareliber-
wachung

¢ 1 x TPM-Stiftleiste
¢ 1 x Gehiduseeingriff-Stiftleiste
¢ 1 x CPU-Lifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Lifterleistung von 1 A (12 W).
¢ 1 x Gehéuseliifteranschluss (4-polig)
¢ 1x Anschluss Gehduse/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehiuse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihler-
lifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A (24 W).
* CHA_FAN1/WP konnen automatisch erkennen, ob ein 3- oder
4-poliger Liifter verwendet wird.
¢ 1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss
¢ 1 x 8-poliger 12-V-Netzanschluss
¢ 1 x Audioanschluss an Frontblende
e 1x USB 2.0-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 2.0-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
e 1xUSB 3.1 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.1 Gen1-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

¢ AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen

¢ ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

e SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

e CPU, DRAM, PCH 1,0 V; VCCST, CPU-interne PLL-Mehrfachs-

pannungsanpassung

o Temperaturerkennung: CPU-, Gehduse-, Gehduse-/Wasserpumpen-
Lufter

¢ Liftertachometer: CPU-, Gehéduse-, Gehduse-/Wasserpumpen-
Lufter

¢ Lautloser Liifter (automatische Anpassung der Gehéuseliifterge-
schwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, Gehduse-,
Gehduse-/Wasserpumpen-Liifter

¢ Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, Gehduse-, Gehéuse-/
Wasserpumpen-Liifter

¢ Gehéuse-offen-Erkennung

¢ Spannungsiiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore
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Betriebssystem Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

Zertifizierun- e FCC,CE
gen ¢ ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-

A Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung
von Ubertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden
sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar
Komponenten und Geriite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und
eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche
Schiden, die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-

Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen”.

w @

Short Open

CMOS-l6schen-Jumper

(curvosn)

. 2-poliger Jumper
(siehe S. 1, Nr. 14)

CLRMOSI erméglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen

und Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie

den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15
Sekunde, schliefSen Sie dann die Kontakte an CLRMOSI 5 Sekunden lang mit einer
Jumper-Kappe kurz. Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-
Aktualisierung. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung
loschen miissen, starten Sie das System zunéchst; fahren Sie es dann vor der
CMOS-Léschung herunter. Bitte beachten Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit und
Benutzerstandardprofil nur geloscht werden, wenn die CMOS-Batterie entfernt wird.

Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Loschung zu entfernen.

Falls Sie den CMOS loschen, wird maglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte pas-
sen Sie die BIOS-Option ,,Status loschen” zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen
Gehduseeingriffstatus an.
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—_—

4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-
A Kappen an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen kinnen Sie das Motherboard dauerhaft beschdidigen.

Systemblende-Stiftleiste 1 Verbinden Sie Netzschalter,
(9-polig, PANELI) HDLED+O|Or PLED+ Reset-Taste und
eh N HDLED- +O|Of PLED- .

(siehe 8. 1, Nr. 12) onD {001 PwreTNs  SYstemstatusanzeige am
ReseT# O[O} eND Gehduse entsprechend der
pummyY 4O nachstehenden Pinbelegung

mit dieser Stiftleiste.
Beachten Sie vor Anschlief3en
der Kabel die positiven und
negativen Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):

Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie kinnen die

Abschaltung Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Compu-
ter iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhe-
zustand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet
oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehiuse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitdt-
LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschliefien Ihres Frontblendenmoduls an diese
Stiftleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

37



38

Serial-ATA-III-Anschliisse

Diese sechs SATA-III-Anschliisse

- = F o
I I
(SATA3_0: 2 2 unterstiitzen SATA-Datenkabel
E E
siehe S. 1, Nr. 9) 2' mEE ;I S L] L2 & fir interne Speichergerite mit
(SATA3_1: = —| < o = [ o, einer Dateniibertragungsgeschwi
< < o o«
siehe S. 1, Nr. 8) n=i-don s [ —| £ ndigkeit bis 6,0 Gb/s.
. < <
(SATA3_2: O = =D wenn M2_1 durch ein SATA-Typ-
siehe S. 1, Nr. 11) M.2-Geriit belegt ist, wird SATA3_1
(SATA3_3: deaktiviert.
siehe S. 1, Nr. 10)
(SATA3_4:
siehe S. 1, Nr. 16)
(SATA3_5:
siehe S. 1, Nr. 17)
USB 2.0-Stiftleiste DUMMY Es gibt eine USB-2.0-Stiftleiste
(9-polig, USB_3_4) G':Ej (;TD an diesem Motherboard. Diese
(siehe S. 1, Nr. 13) p- p- USB 2.0-Stiftleiste unterstiitzt
USB_PWR USBLPWR o Dorts
= .
USB 3.1 Genl-Stiftleiste vous Es gibt eine Stiftleiste an diesem
Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-polig, USB3_6_7) NtA_PA_SSRX- mape_sskxs Motherboard. Diese USB-3.1-
IntA_PA_SSRX+ GND
(siehe S. 1, Nr. 7) mA,m,s::xD. ::::::zgi Gen1-Stiftleiste kann zwei Ports
maseme .o, unterstiitzen.
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Audiostiftleiste 1 Diese Stiftleiste dient dem
MIC2_L O] O GND . . .
(Frontblende) MC2 5 PRESENCE# Anschlieen von Audiogeriten
(9-polig, HD_AUDIO1)  Our2_R——O]Or——MIC RET an der Frontblende.
J_SENSE—JO
(siehe S. 1, Nr. 20) our2_L O[O our _rer




H370M-ITX/ac

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Thres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehduse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Laut-
sprecher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher,
dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Gehéuselautsprecher- SPEAKER Bitte verbinden Sie den

stiftleiste zsmz: Gehiuselautsprecher mit dieser

(4-polig, SPEAKER1) +5V. Stiftleiste.

(siehe S. 1, Nr. 18) 1

Gehduse-/Wasserpumpen- Dieses Motherboard bietet
FAN_SPEED

Lifteranschlusse FAN_VOLTAGECONTROL | oct) controL einen 4-poligen Wasserkiithlung-

(4-polig, CHA_FAN1/ Gehiuseliifteranschluss. Falls

WP) RN Sie einen 3-poligen Gehéuse-

(siehe S. 1, Nr. 2) Wasserkiihlerliifter anschlieflen

mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

Gehauseliifteranschluss
(4-polig, CHA_FAN2)
(siehe S. 1, Nr. 6)

4 &N Bitte verbinden Sie das
2 FAN_VOLTAGE_CONTROL - .

; can SpeeD Liifterkabel mit dem

4 FAN_SPEED_CONTROL Liifteranschluss; der

schwarze Draht gehért zum
Erdungskontakt.
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CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 3)

FAN_VOLTAGE_CONTROL
N

FAN_SPEED

1.2 3 4

FAN_SPEED_CONTROL

Dieses Motherboard bietet einen
4-poligen CPU-Liifteranschluss
(lautloser Liifter). Falls Sie

einen 3-poligen CPU-Liifter
anschlieffen mochten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 5)

Dieses Motherboard bietet einen
24-poligen ATX-Netzanschluss.

ATX-12-V-Netzanschluss 8 5 An diesen Anschluss schlieflen
(4-polig, ATX12V1) OO Sie ein ATX-12 V-Netzteil an.
(siehe S. 1, Nr. 1) 4DDDD1

Gehéuseeingriff-Stiftleiste . Dieses Motherboard

(2-polig, CI1) GND unterstiitzt die Gehduse-

(siche S. 1, Nr. 15) signal offen-Erkennung, die erkennt,
wenn die Gehduseabdeckung
entfernt wurde. Diese
Funktion setzt ein Gehduse mit
Gehiuseeingrifferkennungsdesign
voraus.

TPM-Stiftleiste N, e Dieser Anschluss unterstiitzt das

(17-polig, TPMS1) SJ’WRD;V;ﬁ . Trusted Platform Module- (TPM)

(siehe S. 1, Nr. 19) LAD v System, das Schliissel, digitale

sma,mmfmﬁ; somers Zertifikate, Kennworter und
SMB’CLU:;JS ;mi Daten sicher aufbewahren kann.

Ein TPM-System hilft zudem bei
der Starkung der Netzwerksicher-
heit, schiitzt digitale Identititen
und gewihrleistet die Plattform-
integritat.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock H370M-1TX/ac, une carte
meére fiable fabriquée conformément au contréle de qualité rigoureux et constant appliqué
par ASRock. Fidéle a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une

carte mére de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu

Q de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent
document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notifica-
tion préalable. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre carte meére,
veuillez visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La
liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponi-
ble sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

e Carte mére ASRock H370M-ITX/ac (facteur de forme Mini-ITX)
¢ Guide d’installation rapide ASRock H370M-ITX/ac

e CD dassistance ASRock H370M-ITX/ac

e 2x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

¢ 1x panneau de protection E/S

¢ 2 xantenne Wi-Fi 2,4/5 GHz ASRock (Optionnel)

¢ 1 xvis pour socket M.2 (Optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente
d’expansion

Graphiques
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Facteur de forme Mini-ITX

éme

Prend en charge les processeurs 8™ génération Intel® Core™
(socket 1151)

Digi Power design

Alimentation a 6 phases

Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost 2.0

Intel® H370

Technologie mémoire double canal DDR4

2 x fentes DIMM DDR4

Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
2666/2400/2133

Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC (fonctionne
en mode non-ECC)

Capacité max. de la mémoire systéeme : 32GB

Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Contacts dorés 15y sur fentes DIMM

¢ 1x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE1 : mode x16)
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
e 1 x socket M.2 vertical (touche E) avec le module Wi-Fi 802.11ac

fourni (sur I'E/S arriére)

La technologie Intel® UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs
intégrant un controleur graphique.

Prend en charge la technologie Intel* UHD Graphics Built-

in Visuals : Intel® Quick Sync Video avec AVC, MVC (S3D) et
MPEG-2 Full HW Encodel, Intel* InTru™ 3D, Intel* Clear Video
HD Technology, Intel® Insider™, Intel” UHD Graphics

DirectX 12

Codage/Décodage HWA : AVC/H.264, HEVC/H.265 8 bits,
HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits (Encodage
uniquement), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Encodage uniquement)
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¢ Trois options de sortie graphique : DisplayPort 1.2 et 2 x ports
HDMI

¢ Prend en charge la configuration a triple moniteurs

¢ Prend en charge la technologie HDMI avec résolution maximale
de 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

¢ Prend en charge la technologie DisplayPort 1.2 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2304) @ 60 Hz

¢ Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI
(un écran compatible HDMI est requis)

¢ Prend en charge HDCP via ports HDMI et DisplayPort 1.2

¢ Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec les ports
HDMI et DisplayPort 1.2

Audio e Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio
Realtek ALC892)
*Pour configurer l'audio 7.1 CH HD, il est nécessaire d’utiliser un
module audio HD pour panneau frontal et d'activer la fonction audio
multicanal via le pilote audio.
¢ Compatible audio Blu-ray Premium
¢ Prend en charge la protection contre les surtensions

e Couvercles audio série en or fin Nichicon

Réseau ¢ Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s
¢ 1xGiga PHY Intel” 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
¢ Prend en charge la fonction Wake-On-LAN
¢ Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges élec-
trostatiques
¢ Prend en charge la technologie Dual LAN avec teaming*
* Teaming est pris en charge sur Windows® 10 RS2 et au-dela.
¢ Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
¢ Prend en charge PXE

Réseau ¢ Module Wi-Fi 802.11ac Intel”
sans-fil ¢ Prend en charge IEEE 802.11a/b/g/n/ac
¢ Prend en charge le mode Dual-Band (2,4/5 GHz)
¢ Prend en charge la connexion sans-fil 4 haute vitesse jusqua
433Mbps
¢ Prend en charge Bluetooth 4.2 / 3.0 + haute vitesse classe IT
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Connectique
du panneau
arriére

Stockage

e 2 xports antenne

¢ 1x port souris/clavier PS/2

e 2 xports HDMI

¢ 1x DisplayPort 1.2

e 2x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques)

e 4xports USB 3.1 Gen2 type A (10 Go/s)

e 2xports USB 3.1 Genl (Protection contre les décharges
électrostatiques)

e 2x ports RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)

e Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /

microphone

¢ 6 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, technologies Intel Rapid Storage 15),
NCQ, AHCI et « Hot Plug »*

*Si M2_1 est occupé par un périphérique M.2 type SATA, SATA3_1
est désactivé.

¢ 1 x socket Ultra M.2, prend en charge les modules M.2 SATA3
6,0 Go/s type 2230/2242/2260/2280 touche M et M.2 PCI Express
jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)**

** Prend en charge Intel® Optane™ Technology
** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
** Prend en charge le kit ASRock U.2
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Connecteur ¢ 1xembase TPM
¢ 1 x embase d’intrusion chassis
¢ 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un ventila-
teur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
¢ 1 x connecteur pour ventilateur de chassis (4 broches)
¢ 1x connecteur pour ventilateur de chéssis /pompe a eau
(4 broches) (controéle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un ventila-
teur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2 A (24 W).
* CHA_FAN1/WP peuvent détecter automatiquement si un ventila-
teur 3 broches ou 4 broches est utilisé.
¢ 1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches
e 1 x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches
¢ 1 x connecteur audio panneau frontal
¢ 1 x embase USB 2.0 (2 ports USB 2.0 pris en charge)
(Protection contre les décharges électrostatiques)
¢ 1 xembase USB 3.1 Genl (2 ports USB 3.1 Genl pris en charge)

(Protection contre les décharges électrostatiques)

Caractéris- e BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique multi-
tiques du lingue
BIOS e Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

¢ Compatible SMBIOS 2.7
¢ Réglage de la tension CPU, DRAM, PCH 1,0 V, VCCST, PLL

interne CPU
Surveillance e Détection de température : Ventilateurs de CPU, chassis, chassis /
du matériel pompe a eau

o Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, chassis, chéssis /
pompe a eau

¢ Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du venti-
lateur du chéssis d'apres la température du CPU) : Ventilateurs de
CPU, chassis, chassis / pompe a eau

¢ Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, chassis, chassis / pompe a eau

e Détection CHASSIS OUVERT

o Surveillance de la tension dalimentation : +12'V, +5V, +3,3 'V,
CPU Vcore
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Systeme

Microsoft® Windows® 10 64 bits

d’exploitation

Certifications ¢ FCC,CE

¢ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

A

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des
modifications du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et Lutilisation
doutils doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre
affectée par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux
périphériques du systéme. Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pour-

rons en aucun cas étre tenus pour responsables des dommages éventuels provoqués par
Toverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-
circuité ». Si le capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est

«ouvert ».

O W

Short Cpen

Cavalier Clear CMOS

(CLRMOSI) Cavalier (jumper) a 2 broches
(voir p.1, No. 14)

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les paramétres
du systeme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur

et débrancher son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un
capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches sur CLRMOS1 pendant 5
secondes. Toutefois, neffacez pas la CMOS immédiatement apreés avoir mis a jour

le BIOS. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS apres une mise a jour

du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le systéme, puis Iéteindre avant de
procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter que les paramétres mot de passe,
date, heure et profil de I'utilisateur seront uniquement effacés en cas de retrait de

la pile de la CMOS. N'oubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois les
données CMOS effacées.

Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption
du BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chdssis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

JAMAIS de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de

: Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez

cavalier sur ces embases ou connecteurs end

a irréj

édiabl votre carte mere.

Embase du panneau 1
systéme HDLED+ Ot PLED+
. HDLED- 4O (Ot PLED-
(PANNEAUT1 a 9 broches) onp JO[OF PwRBTNE
(voir p.1, No. 12) RESET# 4O| O} oND
puMMY 4O

Q PWRBTN (bouton d'alimentation):

Branchez le bouton de mise
en marche, le bouton de
réinitialisation et le témoin
détat du systeme présents sur
le chéssis sur cette embase en
respectant la configuration des
broches illustrée ci-dessous.
Repérez les broches positive et
négative avant de brancher les
cébles.

pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez
configurer la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):
pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez
sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de

dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED d‘alimentation du systéme) :
pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en
mode veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou

hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le
LED est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de

panneau frontal est principalement composé dun bouton de mise en marche, bouton de
réinitialisation, LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc. Lor-
sque vous reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez a
parfaitement faire correspondre les fils et les broches.




Connecteurs Serial ATA3
(SATA3_0:

voir p.1, No. 9)
(SATA3_1:

voir p.1, No. 8)
(SATA3_2:

voir p.1, No. 11)
(SATA3_3:

voir p.1, No. 10)
(SATA3_4:

voir p.1, No. 16)
(SATA3_5:

voir p.1, No. 17)

(E—
[—1

]

[——1]
SATA3_4

SATA3 5
I—
SATA3 2 SATA3_ 0

SATA3_3 SATA3_1

(I —
[—1

Ces six connecteurs SATA3 sont
compatibles avec les cables de
données SATA pour les appareils
de stockage internes avec un taux
de transfert maximal de 6,0 Gb/s.

*Si M2_1 est occupé par un périphérique
M.2 type SATA, SATA3_1 est désactivé.

Embase USB 2.0 DUMMY
(USB_3_4 a9 broches) G':,D iND
(voir p.1, No. 13) p- p-
USB_PWR USB_PWR
1

Cette carte meére comprend
un connecteur USB2.0. Cette
embase USB 2.0 peut prendre

en charge deux ports.

IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Embase USB 3.1 Genl Vous
(USB3_6_7 19 broches) \mAins:;:z :::2:::::22:;
IntA_PA_SSRX+ GND
(voir p.1, No. 7) onp IntA_PB_SSTX-
:

Cette carte mere comprend
un connecteur. Cette embase
USB3.1 Genl peut prendre en

charge deux ports.

Embase audio du panneau

frontal MIC2 L O GND
MIC2_R [ PRESENCE#
(HD_AUDIO1 a9 our2_R——O[O}—— mic_rer
J_sEnsE—JO
broches) our2_L O[O} our_rer

(voir p.1, No. 20)

Cette embase sert au
branchement des appareils
audio au panneau audio frontal.

H370M-ITX/ac
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PWRBTN (bouton d'alimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le
bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonction-
nement au démarrage.

PLED (LED d‘alimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est al-
lumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille
§1/83. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chdssis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisa-
tion, LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez
le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez a parfaitement faire
correspondre les fils et les broches.

Embase du haut-parleur SPEAKER Veuillez brancher le haut-
du chassis DUMMY parleur du chassis sur cette
DUMMY'
(SPEAKERI a 4 broches) 5V embase.
(voir p.1, No. 18) 1
Connecteurs du ventila- EAN VOLTAGE CONmLSPEeD Cette carte mére est dotée d'un
teur de chassis/pompe a no| [TLSPEER-SONTE connecteurs pour ventilateur de
eau chéssis a refroidissement par eau
1.2 3 4
(CHA_FAN1/WP a4 a4 broches. Si vous envisagez
broches) de connecter un ventilateur de
(voir p.1, No. 2) refroidisseur d'eau pour chassis
a 3 broches, veuillez le brancher
sur la Broche 1-3.
Connecteur du ventilateur 1 GND Veuillez brancher les cables du
du chassis i PANIOLTISECONTROL  ventilateur sur le connecteur du
(CHA_FAN2 a 4 broches) 4 FAN_SPEED_CONTROL ventilateur, puis reliez le fil noir

(voir p.1, No. 6) a la broche de mise a terre.




Connecteur du ventilateur
du processeur
(CPU_FAN1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 3)

FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND

FAN_SPEED

1.2 3 4

Cette carte meére est dotée d’'un

FAN_SPEED_conTROL COnNecteur pour ventilateur

de processeur (Quiet Fan) a 4
broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez
le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 5)

Cette carte mére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation ATX
a 24 broches.

Connecteur d’alimentation

Veuillez connecter une source

iml
ATX 12V | d'alimentation ATX 12 V a ce
(ATX12 V1 a 4 broches) 4D L] D1 connecteur.
(voir p.1, No. 1)
Embase d’intrusion chassis E Cette carte mere prend en
(CI1 a 2 broches) GND charge la fonction de détection
(voir p.1, No. 15) signal CHASSIS OUVERT qui alerte
l'utilisateur en cas de retrait
du boitier du chéssis. Cette
fonction requiert un chassis
a conception intégrant la
détection d'intrusion.
Embase TPM aND aND Ce connecteur prend en charge un
(TPMS1 a 17 broches) < P rovse module TPM (Trusted Platform

(voir p.1, No. 19)

GND
LAD1

LAD2
SMB_DATA_MAIN
SMB_CLK_MAIN
GND

LADO
+3V
LAD3
PCIRST#
FRAME
PCICLK

Module - Module de plateforme
sécurisée), qui permet de sauve-
garder clés, certificats numériques,
mots de passe et données en toute
sécurité. Le systeme TPM permet
également de renforcer la sécurité
du réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver
l'intégrité de la plateforme.

H370M-ITX/ac
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1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre ASRock H370M-ITX/ac, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda
madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock

di offrire sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate,

Q il contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel
caso di eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara
disponibile sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico
correlato a questa scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche
relative al modello attualmente in uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA piis
recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

¢ Scheda madre ASRock H370M-ITX/ac (Form Factor Mini-ITX)
¢ Guida all'installazione rapida di ASRock H370M-ITX/ac

e CD di supporto di ASRock H370M-ITX/ac

e 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

¢ 1 x mascherina metallica posteriore I/O

¢ 2 x antenne ASRock WiFi da 2,4/5 GHz (opzionali)

e 1xviti per Socket M.2 (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piattaforma e Fattore di forma Mini-ITX

CPU e Supporta processori 8" Generation Intel® Core™ (Socket 1151)
* Digi Power design
e Potenza a 6 fasi

¢ Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0
Chipset ¢ Intel” H370

Memoria ¢ Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

¢ 2xalloggi DIMM DDR4

¢ Supporto di memoria DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, un-
buffered

e Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in modalita
non ECC)

¢ Capacitd max. della memoria di sistema: 32 GB

¢ Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel” 2.0

¢ Contatti doro 15y negli alloggi DIMM

Alloggio ¢ 1xalloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:modalita x16)
d’espansione * Supporto di SSD NVMe come disco d'avvio
¢ 1 xsocket M.2 verticale (Key E) con il modulo WiFi-802.11ac
fornito (sul pannello I/O posteriore)

Grafica ¢ Lavideografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.

¢ Supporta la videografica integrata della scheda video UHD
Intel’: Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) e MPEG-
2 Full HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel® Insider™, Intel* UHD Graphics

e DirectX 12

¢ Codifica/decodifica HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (solo decodifica),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo decodifica)
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¢ Tre opzioni di output grafico: DisplayPort 1.2 e 2 x porte HDMI

¢ Supporto di tre monitor

¢ Supporta HDMI con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096 x 2160) a 30Hz

¢ Supporta DisplayPort 1.2 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096x2304) a 60 Hz

¢ Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI
(& necessario un monitor compatibile HDMI)

¢ Supporto HDCP con le porte HDMI e DisplayPort 1.2

¢ Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulle porte HDMI e
DisplayPort 1.2

Audio e Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio
Realtek ALC892)
* Per configurare l'audio HD 7.1 canali, ¢ necessario utilizzare un
modulo pannello frontale audio HD ed attivare la funzione audio
multicanale tramite il driver audio.
¢ Supporto audio Blu-ray Premium
¢ Supporta protezione da sovratensione

¢ Cappucci audio Nichicon serie Fine Gold

LAN ¢ LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

¢ 1xGiga PHY Intel” 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
¢ Supporto WOL (Wake-On-LAN)

¢ Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
¢ Supporto di Dual LAN con Teaming*
* Teaming ¢ supportato su Windows® 10 RS2 e superiori.

¢ Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

e Supporto PXE

LAN wireless * Modulo Intel® 802.11ac WiFi
¢ Supporta IEEE 802.11a/b/g/n/ac
¢ Supporta Dual-Band (2,4/5 GHz)
¢ Supporta la connessione wireless ad alta velocita fino a 433 Mbps
¢ Supporto di Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed Classe IT
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1/0 pannello
posteriore

Archiviazione

2 x porte antenna

1 x porta mouse/tastiera PS/2

2 porte HDMI

1 x DisplayPort 1.2

2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
4 x porte USB 3.1 Gen2 di tipo A (10 Gb/s)

2 x porte USB 3.1 Genl (Supporto protezione ESD)

2 x porta RJ-45 LAN con LED (LED ACT/LINK e LED SPEED)
Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono

6 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supportano RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 15),
NCQ, AHCI e Hot Plug*

*Se M2_1 ¢ occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA, SATA3_1

sara disabilitato.

1 x socket Ultra M.2, supporta il modulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s di
tipo 2230/2242/2260/2280 ed il modulo M.2 PCI Express fino a
Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supporta la tecnologia Intel* Optane™
** Supporto di SSD NVMe come disco davvio
** Supporta kit ASRock U.2
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Connettore

Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor
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1 x connettore TPM
1 x connettore intrusione telaio

1 x connettore ventola CPU (4-pin)

* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza mas-
simadilA (12 W).

1 x connettore ventola telaio (4-pin)
1 x connettore ventola chassis/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Smart Fan Speed Control)

* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di

sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).

* CHA_FAN1WP sono in grado di rilevare se ¢ in uso una ventola a 3

pin o 4 a pin.

1 x connettore alimentazione ATX 24 pin

1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin

1 x connettore audio pannello frontale

1 x connettore USB 2.0 (supporto di 2 porte USB 2.0)

(supporto protezione da scariche elettrostatiche)

1 x connettore USB 3.1 Genl (supporto di 2 porte USB 3.1 Genl)

(supporto protezione da scariche elettrostatiche)

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0

Supporto di SMBIOS 2.7

Regolazione tensione CPU, DRAM, PCH 1,0 V, VCCST, CPU
Internal PLL

Sensore di temperatura: Ventole CPU, chassis, chassis/pompa
dell'acqua

Tachimetro ventola: Ventole CPU, chassis, chassis/pompa
dell'acqua

Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, chassis, chassis/pompa
dell'acqua

Controllo velocita ventola: Ventole CPU, chassis, chassis/pompa
dell'acqua

Rilevamento CASE OPEN

Monitoraggio tensione: +12 V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore
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SO Microsoft® Windows® 10 64 bit

Certificazioni e FCC,CE
o ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

la regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied

Overclocking o l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo in-
fluenzare la stabilita del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi
del sistema. Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per

t Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa

possibili danni provocati da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio
del jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non &

posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper & "aperto”.

w @

Short Open

Jumper per azzerare la
cvos

2 pi
(CLRMOS1) Jumpera 2 pin
(vedere pag. 1, n. 14)

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare

i parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e
scollegare il cavo di alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un
cappuccio jumper per cortocircuitare i di CLRMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non
azzerare la CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se € necessario azzerare la
CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il sistema e in
seguito spegnerlo prima di eseguire l'operazione di azzeramento della CMOS. La
password, la data, I'ora e il profilo predefinito dell'utente saranno azzerati solo se
viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio jumper

prima di cancellare la CMOS.

Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS
"Azzerare stato" per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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—_—

4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del
A Jjumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header

e connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del 1 Collegare l'interruttore

sistema HDLED+1O| O PLED+ dell'alimentazione,

(PANELI a 9 pin) HD;E’\E)I; :8 8: ::;;ZTN " l'interruttore di reset e

(vedere pag. 1, n. 12) reseT# FO|OF enp l'indicatore dello stato del

DUMMY 1O sistema sullo chassis su questo
header secondo la seguente
assegnazione dei pin. Annotare
i pin positivi e negativi prima
di collegare i cavi.
Q PWRBTN (interruttore di alimentazione):
collegare all'interruttore dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E

possibile configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore
dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):

collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere
linterruttore di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad
eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. 1l
LED ¢ acceso quando il sistema ¢é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando
il sistema si trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é
acceso quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

Il design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pan-
nello anteriore é composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore
di reset, LED di alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante, ecc. Quando

si collega il modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le
assegnazioni del filo e le assegnazioni del pin corrispondano correttamente.
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Connettori Serial ATA3 - Bl S Questi sei connettori SATA3
(SATA3_0: g [ —| g supportano cavi dati SATA
vedere pag. 1, n. 9) $| NnEE ;| Pl Sl per dispositivi di archiviazione
(SATA3_1: E [ —| E © ] [5] © interna, con una velocita di
vedere pag. 1, n. 8) e g [ —| g trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
(SATA3_2: % = = 5) *Se M2_1 é occupato da un dispositivo
vedere pag. 1, n. 11) M.2 di tipo SATA, SATA3_1 sara disa-
(SATA3_3: bilitato.

vedere pag. 1, n. 10)

(SATA3_4:

vedere pag. 1, n. 16)

(SATA3_5:

vedere pag. 1, n. 17)

Header USB 2.0 Su questa scheda madre c un

(USB_3_4 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 13)

DUMMY
GND GND
P+ P+
P- P-
USB_PWR USB_PWR
1

connettore USB 2.0. Questo
connettore USB 2.0 puo

supportare due porte.

Header USB 3.1 Genl
(19 pin USB3_6_7)
(vedere pag. 1, n. 7)

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

RehRagaa

Dummy

Su questa scheda madre ce
un connettore. Questa basetta
USB3.1 Genl puo supportare

due porte.

Header audio pannello
anteriore
(AUDIO1_HD a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)

GND

—— MIC_RET

— ouT_RET

PRESENCE#

Questo header serve a collegare
i dispositivi audio al pannello

audio anteriore.
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PWRBTN (interruttore di alimentazione):
collegare all'interruttore dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E possibile
configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):
collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore
di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale

riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
& acceso quando il sistema & in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione $4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pannello
anteriore ¢ composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore di reset,
LED di alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante, ecc. Quando si collega il
modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le assegnazioni del
filo e le assegnazioni del pin corrispondano correttamente.

Header altoparlante chassis SPEAKER Collegare l'altoparlante dello
13 g 13
(SPEAKERI a 4 pin) DUMMY chassis a questo header.
DUMMY
(vedere pag. 1, n. 18) 5V,
1
Connettori ventola chassis/ Questa scheda madre & dotata
pompa dell'acqua FAN_VOLTAGE_CONTREL | di connettori a 4-Pin per ventole
GND FAN_SPEED_CONTROL
(CHA_FAN1/WP a 4 pin) raffreddamento ad acqua del
(vedere pag. 1, n. 2) — 3 telaio. Se si decide di collegare
una ventola telaio con raffred-
damento ad acqua a 3 pin, col-
legarla al pin 1-3.
Connettore della ventola ; oo Collegare il cavo della ventola
dello chassis 2 FAN_VOLTAGE_CONTROL  a] connettore della ventola e far
3 FAN_SPEED
(CHA_FAN2 a 4 pin) 4 FAN_SPEED_CONTROL corrispondere il filo nero al pin
(vedere pag. 1, n. 6) di terra.
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Connettore ventola CPU

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL .
GND | |FAN-SPEED_CONTROL  dj up connettore per la ventola

(CPU_FANT1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 3)

1.2 3 4

Questa scheda madre ¢ dotata

della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 5)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX a 24 pin.

Connettore di
alimentazione ATX da
12V

(ATX12V1 a 4 pin)
(vedere pag. 1,n. 1)

Collegare un alimentatore ATX

a 12V a questo connettore.

Header di intrusione nello

Questa scheda madre supporta

chassis GND la funzionalita di rilevamento
Signal
(CI1 a 2 pin) CASE OPEN che rileva se il
p
(vedere pag. 1, n. 15) coperchio dello chassis ¢ stato
rimosso. Questa funzione
richiede uno chassis con
caratteristiche di rilevamento di
intrusione nello chassis.
Header TPM aND N Questo connettore supporta il
(TPMS1 a 17 pin) S_vavizm: e sistema Trusted Platform Module
GND LADO \ P .
(vedere pag. 1, n. 19) or v (TPM), che puo archiviare in modo
e o o oo . sicuro chiavi, certificati digitali,
SMB_CLK_MAIN FRAME password e dati. Un sistema TPM
GND PCICLK
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permette anche di potenziare la
sicurezza della rete, di proteg-
gere identita digitali e di garantire
l'integrita della piattaforma.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock H370M-ITX/ac, una placa base fiable fabricada
segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con

un disefo resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

zados, el contenido que aparece en esta documentacién estard sujeto a modificaciones sin
previo aviso. Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la version actualizada
estard disponible en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica
relacionada con esta placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacion
especifica sobre el modelo que esté utilizando. Podrd encontrar las tiltimas tarjetas VGA,
asi como la lista de compatibilidad de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de

ASRock http://www.asrock.com.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actuali-

1.1 Contenido del paquete

e Placa base ASRock H370M-ITX/ac (factor de forma Mini-ITX)
¢ Guia de instalacién rapida de ASRock H370M-ITX/ac

e CD de soporte de ASRock H370M-ITX/ac

e 2 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

¢ 1 x Escudo panel E/S

¢ 2 x Antenas ASRock WiFi 2,4/5 GHz (Opcional)

e 1 x Tornillo para socket M.2 (Opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Graficos

64

Factor de forma Mini-ITX

Compatible con la 8" generacién de procesadores Intel® Core™
(Socket 1151)

Digi Power design

Disefio de 6 fases de alimentacién

Admite la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

e Intel® H370

Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

2 x Ranuras DIMM DDR4

Admite memoria sin bufer DDR4 2666/2400/2133 no ECC
Admite mddulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento en
modo no ECC)

Capacidad maxima de memoria del sistema: 32 GB

Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0

Contacto 15 Gold en ranuras DIMM

1 x Ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:modo x16)

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque

1 x Z6calo M.2 vertical (clave E) con el médulo WiFi-802.11ac
integrado (en la E/S trasera)

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles unicamente con procesadores con GPU integrado.
Admite Intel® UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick Sync
Video con AVC, MVC (S3D) y MPEG-2 Full HW Encodel, Intel®
InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™,
Intel* UHD Graphics

DirectX 12

Codificacién y descodificacion HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265
8 bits, HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits

(solo descodificar), MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo descodificar)



Audio

LAN

LAN
inalambrica

H370M-ITX/ac

Tres opciones de salida de graficos: Puertos DisplayPort 1.2 y 2
puertos HDMI

Compatible con tres monitores

Admite la tecnologia HDMI con una resolucion maxima de 4K x
2K (4096x2160) a 30Hz

Compatible con DisplayPort 1.2 con una resoluciéon maxima de
4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz

Admite Sincronizacion automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
puerto HDMI (se necesita un monitor compatible con HDMI)
Compatible con HDCP con puertos HDMI y DisplayPort 1.2
Admite reproduccién 4K Ultra HD (UHD) con los puertos HDMI
y DisplayPort 1.2

7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek ALC892
Audio Codec)

*Para configurar 7.1 Audio CH HD, debera utilizar un médulo

del panel frontal de audio HD y habilitar la caracteristica de audio

multicanal a través del controlador de audio.

Compatible con audio Blu-ray Premium
Admite proteccion contra sobretensiones

Tapas de audio Nichion de la serie Fine Gold

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

1 x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostéaticas (ESD)

Compatible con LAN dual con formacién de equipos*

* La formacion de equipos se admite en Windows® 10 RS2 y mas.

Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética
Admite PXE

Moédulo WiFi Intel® 802.11ac

Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Compatible con Banda Dual (2,4/5 GHz)

Compatible con conexién inalambrica de alta velocidad hasta
433 Mbps

Compatible con Bluetooth 4.2 / 3.0 + Alta velocidad clase II
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E/S en panel
posterior

Alma-
cenamiento

2 x Puertos de antena

1 x Puerto de ratén/teclado PS/2

2 x Puertos HDMI

1 x DisplayPort 1.2

2 x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas
electrostdticas)

4 x Puertos USB 3.1 Gen2 Tipo A Port (10 Gb/s)

2 x Puertos USB 3.1 Genl Port (admite proteccion ESD)

2 x Puerto LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED y SPEED LED)
Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /

Micréfono

6 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibilidad con RAID
(RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Tech-
nology 15), NCQ, AHCI y conexién en caliente*

*Si M2_1 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA, SATA3_1

se deshabilitara.

1 x Zécalo Ultra M.2 que admite el médulo SATA3 6,0 Gb/s
M.2 de tipo 2230/2242/2260/2280 con clave M y el médulo PCI
Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Compatible con la tecnologia Optane™ de Intel”

** Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
** Admite el kit U.2 de ASRock
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Conector ¢ 1 x Conector TPM
¢ 1 x Base de conexiones para manipulacion del chasis
¢ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
¢ 1 x Conector para ventilador del chasis (4 contactos)
¢ 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
* CHA_FAN1/WP se pueden detectar automaticamente si se usa el
ventilador de 3 o 4 contactos.
¢ 1 x Conector de alimentacion ATX de 24 contactos
¢ 1 x Conector de alimentacién de 12V de 8 contactos
¢ 1 x Conector de audio en el panel frontal
¢ 1 x Base de conexiones USB 2.0 (admite 2 puertos USB 2.0).
Admite proteccion contra descargas electrostaticas.
¢ 1 x Base de conexiones USB 3.1 Gen1 (admite 2 puertos USB 3.1

Genl). Admite proteccion contra descargas electrostaticas.

Funcién de e BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
la BIOS multilingiie

¢ Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

¢ Admite SMBIOS 2.7

¢ Multiajuste de voltaje de CPU, DRAM, PCH 1,0 V, VCCST y PLL

interno de la CPU
Monitor de * Deteccién de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/cha-
hardware sis, chasis, CPU

o Tacometro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/cha-
sis, chasis, CPU

¢ Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del ven-
tilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, chasis, CPU

¢ Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, chasis, CPU

e Deteccion de CARCASA ABIERTA

e Supervision del voltaje: +12 V, +5V, +3,3 V, Vcore de CPU
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SO Microsoft® Windows® 10 64 bits
Certifica- e FCCyCE
ciones ¢ Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacién

preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacién detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

A

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,
incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando
las herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la

estabilidad del sistema e, incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta
operacién se debe realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos.
No imos ninguna resp bilidad por los posibles darios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente
se coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en

los contactos, el puente queda “Abierto”.

O W

Short Open

Puente de borrado de
CMOS

Puente de 2 contactos
(CLRMOSI1)

(consulte la pag.1, N° 14)

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el
ordenador y desenchufe el cable de alimentacion de la toma de alimentacidn.
Después de esperar 15 segundos, utilice una tapa de puente para acortar los
contactos en el CLRMOSI1 durante 5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS
justo después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando
acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacion,
deberd apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta que la
contrasefia, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado seran eliminados
unicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdese de retirar la tapa de puente
después de borrar el CMOS.

Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcion del BIOS “Clear
Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

A

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente so-
bre estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores
dafiard de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del 1 Conecte el interruptor de
sistema HDLED+O|Or PLED+ alimentacion, restablezca el
PANEL1 d HOLED-HOIOF PLED- lindicador del
(PANELI de 9 contactos) onp JO[OF pwreTny  interruptor y el indicador de
(consulte la pag.1, N.° 12) reseT# FO|OF enp estado del sistema del chasis
puMMY 4O alos valores de este cabezal,

segtin los valores asignados a
los contactos como se indica
a continuacion. Cercidrese
de cudles son los contactos
positivos y los negativos
antes de conectar los cables.

PWRBIN (Interruptor de alimentacion):

Conéctelo al interruptor de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la

forma en la que su sistema se apagard medi el interruptor de alimentacion.

RESET (Interruptor de reseteo):

Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de
reseteo para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma
normal.

PLED (Indicador LED de la ali tacion del sisti ):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indi-
cador LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED
parpadea cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED
se apaga cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El in-
dicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El diseio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: interruptor de alimentacién, interruptor de reseteo,
indicador LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc.
Cuando conecte su médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las
asignaciones de los cables y los contactos coinciden correctamente.




Conectores Serie ATA3 “ [ [F] ©, Estos seis conectores SATA3
[32) (32}
(SATA3_0: = [ —| < son compatibles con cables de
. Lo = I = < < . s

consulte la pag.1, 2I gl 0 = ¥ datos SATA para dispositivos
N.29) i:: g 2] [] S de almacenamiento interno con

M ® ®
(SATA3_1: @ 1= i E [ —| E una velocidad de transferencia
consulte la pag.1, N.c 8) 0 =l = @ de datos de hasta 6,0 Gb/s.
(SATA3_2: .. S

*Si M2_1 se ocupa con un dispositivo

consulte la pag.1, N.° 11) M.2 de tipo SATA, SATA3_I se desha-
(SATA3_3: bilitard.
consulte la pag.1, N.° 10)
(SATA3_4:
consulte la pag.1, N.° 16)
(SATA3_5:
consulte la pag.1, N.° 17)
Cabezal USB 2,0 DUMMY Esta placa base de conexiones
(USB_3_4 de 9 contactos) Gh:j iTD USB2.0 en esta placa base. Cada
(consulte la pag.1, N.> 13) P- P- base de conexiones USB 2.0

USB_PWR = USBPWR admite dos puertos.
Cabezal USB 3.1 Genl Vous Esta placa base tiene otra base

Vbus IntA_PB_SSRX-

(USB3_6_7 de 19 IntA_PA_SSRX- mare_ssexs  de conexiones. Esta base de

IntA_PA_SSRX+ GND
contactos) oND IntA_PB_SSTX- conexiones USB 3.1 Genl

IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(consulte la pag.1, Ne. 7) IntA_PA_SSTX* enp admite dos puertos.

GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
;
Cabezal de audio del panel Este cabezal se utiliza para
1
frontal MIC2. L oo conectar dispositivos de audio al
(HD_AUDIO1 de 9 MIC2 R PRESENCE# banel de audio frontal.
our2 R——fO|O—— mic_rer
contactos) J_SENSE—O
our2_L O[O} — our_Ret

(consulte la pag.1, N.° 20)

H370M-ITX/ac
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PWRBTN (Interruptor de alimentacion):
Conéctelo al interruptor de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la
forma en la que su sistema se apagard mediante el interruptor de alimentacién.

RESET (Interruptor de reseteo):
Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo
para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indi-
cador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: interruptor de alimentacion, interruptor de reseteo, indica-
dor LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones
de los cables y los contactos coinciden correctamente.

Cabezal de altavoces del SPEAKER Conecte el altavoz del chasis a
chasis DUMMY este cabezal.

DUMMY
(SPEAKERI de 4 contac- 5V
tos) 1
(consulte la pag.1, N.> 18)
Conectores del ventilador Esta placa base proporciona un
de la bomba de agua/chasis conector de ventilador del chasis
(CHA_FAN1/WP de 4 FAN*VOLTAGE&QNFT%LS e de refrigeracion por agua de 4

GND FAN_SPEED_CONTROL

contactos) contactos. Si tiene pensando conec-
(consulte la pag.1, N.2 2) —1— tar un ventilador de refrigeracion
por agua del chasis de 3 contactos,
conéctelo al contacto 1-3.
Conector del ventilador del oND Conecte el cable del ventilador
chasis 2 FAN_VOLTAGE_CONTROL 3] conector del ventilador y haga
3 FAN_SPEED
(CHA_FAN2 de 4 4 FAN_SPEED_CONTROL coincidir el cable negro con el

contactos)

pin de conexion a tierra.

(consulte la pag.1, N.2 6)




Conector del ventilador de
la CPU
(CPU_FANI1 de 4
contactos)

(consulte la pag.1, N.° 3)

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL

GND FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

Esta placa base contiene un
conector de ventilador (ventilador
silencioso) de CPU de 4 contac-
tos. Si tiene pensando conectar
un ventilador de CPU de 3 con-

tactos, conéctelo al contacto 1-3.

Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pag.1, N.o 5)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion ATX

de 24 contactos.

Conector de alimentacion
ATX de 12V

(ATX12V1 de 4 contactos)
(consulte la pag.1, N.o 1)

Conecte una fuente de aliment-
acion ATX 12 V en este conec-

tor.

Cabezal de intrusion de

Esta placa base es compatible

chasis GND con la funcién de deteccién de
(CI1 de 2 contactos) signal CUBIERTA ABIERTA que detecta
(consulte la pag.1, N.> 15) si se ha retirado la cubierta del
chasis. Esta funcion requiere un
chasis disenado para la detecciéon
de intrusion del chasis.
Cabezal TPM sm{;z: fanDsB Este conector es compatible con el
(TPMSI de 17 contactos) S_PWRDWN# sistema Modulo de Plataforma Se-
(consulte la pag.1, N.° 19) ot i;?o gura (TPM, en inglés), que puede
sMUmj,‘/;?; :;?:m almacenar de forma segura claves,
sue-er o certificados digitales, contrasefas

y datos. Un sistema TPM también
ayuda a aumentar la seguridad

en la red, protege las identidades
digitales y garantiza la integridad
de la plataforma.

H370M-ITX/ac
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1 BBepeHne

Brarogapym Bac 3a iprobpeTeHe HaleXXHOI cucTeMHoi aatel ASRock H370M-1TX/ac,
BBIITYCKAEMOI1 [IOJ] TIOCTOSTHHBIM >KECTKIM KOHTPOJIeM KadecTa komnanun ASRock. Ora
MaTepUHCKas I/1aTa 0becIeuBaeT BeMMKOJEIHYIO IPOM3BOSUTEbHOCTD 1 OT/INYAETCA
HaJI©KHOI KOHCTPYKIMeil B COOTBETCTBIUM ¢ TpeboBanmsamy komnanun ASRock B

OTHOIIEHMMN Ka4yeCTBa U JOITOBEYHOCTI.

o npuuuite 06HO67CHUS XAPAKMEPUCINUK CUCINEMHOTL NAAMDbL U NPOZPAMMHO20
obecneuenus BIOS codepicumoe Hacmosuieii 00KyMeHMAayuu mosicem Gbimby U3mMeHeHo

6e3 npedsapumenvrozo yeedomneHus. IIpu usMeHeHuU cO0EPHUMO20 HACOAULE20
dokymeHma e2o 06Ho67IeHHAS Bepcust Gydem docmynHa Ha ee6-catime ASRock 6e3
npedsapumenvrozo ysedomnerus. IIpu HeoOX00UMOCMU MexXHU1ecKotl no00epimKU,
CBA3AHHOL C MAMEPUHCKOLL NAIAMO, nocemurme 8eb-catim u Halldume Ha Hem
uHPOpMaLUI0 0 MOOENU UCNONb3YeMOLl 8amu MamepuHckoil niamol. Ha ée6-caiime
ASRock maksice MOHHO Hallmu camvlii nociedHuil nepeuers noodepuusaemvix VGA-
xapm u LIT1. Be6-catim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KoMmnnekT nocTaBku

¢ Cucremnas mata ASRock H370M-ITX/ac (dopm-daxrop Mini-ITX)

* KpaTkoe pykoBozcTBO 10 ycTaHOBKe m1aTel ASRock H370M-1TX/ac

o Kommakr-guck ¢ ITO s maarst ASRock H370M-1TX/ac

e 2 x kabens nepenayun nanHbix Serial ATA (SATA) (pno6perarTcs OTAENbHO)
e 1 X 9KpaH [aHe/ C IIOPTaMy BBOJA-BbIBOJA

e 2 x ASRock WiFi-aurennst 2,4/5 I'Tiy (nprno6peTarTcst OTHAeNbHO)

o 1 x Bunr s reespa M.2 (mpro6peTraoTcs OT/enbHO)
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1.2 TexHN4YeCKne XxapakTepucTnKku
Mnatpopma e dopm-dakrop Mini-ITX

un e Tlopeprkka mporeccopos 8'° mokomenus Intel® Core™
(Socket 1151)
¢ Digi Power design
e Cucrema nutanus 6
¢ TloppmepxuBaercs TexHonorus Intel® Turbo Boost 2.0

Yuncer e Intel® H370

MamaTtb ¢ JIByxkaHa/nbHas mamATh DDR4

e 2xrHe3ga DDR4 DIMM

o Tloppep>xka mopmymneit mamatn DDR4 2666/2400/2133, ve
orHocaumxcsa k ECC, HeOydepnsoBaHHOI TaMATH

o Tlonmeprxka momysneit nmamst ECC UDIMM (pa6ora B pexxnMe,
ormmmanoM ot ECC)

* Maxkcumanbbii o6bem O3Y: 32 I'b

o TloppepxuBaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

e [losonouennsie (15 MKM) KOHTaKThI ¢10T0B DIMM

Cnor ¢ 1x Cnot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:pexxum x16)
pacwmpeHns * Ilopmep>knBaOTCA B KaueCTBE 3arpy309HbIX SSD-yicky Tma
NVMe.

e 1 x BepTuKambHblil 10T M.2 (k04 E) ¢ BXOASALINM B KOMIUIEKT
noctaBku MopyneM WiFi-802.11ac (Ha 3amHeit maHen BBOJA-

BBIBOJIA)
Mpadnueckan ¢ Bcrpoennsiit Bupeoazantep Intel® UHD Graphics u BbIxopst
nogcmcrema VGA nopajep>XnuBaroTcs ToNbKO npu ucnonbsosanuu LIT co

BCTPOEHHBIMI IPapUIeCKIMI TPOLIeCCOPAMIL.

¢ TloppmepxrBaeMble BCTPOEHHbIE TEXHOTIOTU BU3Ya/ I3[
Intel® UHD Graphics: Intel” Quick Sync Video ¢ monxocTbI0
anmapaTHbIM KouposanueMl B popmarax AVC, MVC (S3D) n
MPEG-2, Intel® InTru™ 3D, texuonorus Intel® Clear Video HD,
Intel® Insider™, Intel® UHD Graphics

e DirectX 12

¢ IIporpaMMHO-aNmapaTHOe KOAMPOBaHNE-TeKOANPOBaHNE:
AVC/H.264, HEVC/H.265 8 6ut, HEVC/H.265 10 6ut, VP8, VP9
8 6ut, VP9 10 6ur (Tonbko sekopuposanne), MPEG2, MJPEG,
VC-1 (TonbpKO leKofpoBaHie)
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3ByK

LAN

becnpoBogHan
JNBC

Tpu Bupeossixopa: ITopt DisplayPort 1.2 n 2 mopra HDMI
ITopepykka paboThI ¢ TpeMsA MOHUTOPAMMU

Ioppep>xxka HDMI ¢ MakcuManbHbIM pasperienneM jjo 4K x 2K
(4096x2160) rpu gacrore o6HOBIeHMs 30 Iit

IMoppeprxuBaercst DisplayPort 1.2 ¢ MakcMMaTbHBIM
paspemernem o 4K x 2K (4096x2304) mpn 60 Ity
Iopneprxusatorcs Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ur/1ser),
xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) 4epes mopr HDMI
(rpebyercs coorBerctBytoumit HDMI-MoHmUTOp)
IoppepxuBaercst pyukums HDCP depes moprst HDMI n
DisplayPort 1.2

IToppeprxxa BeiBOAa Bupeo ¢ paspemennem 4K Ultra HD (UHD)
Ha optsl HDMI un DisplayPort 1.2

7.1-KaHa/IbHBII 3BYK BbICOKOi1 YeTkocTy HD Audio ¢ 3ammToit

IaHHBIX (ayzmokozek Realtek ALC892)

*IIns HacTpOJIKM 7.1-KaHa/lbHOTO 3BYK BBICOKOII yeTkocT HD

Audio ncronp3yiite nepefHio ayanonanens HD u akTuBupyiire

(YHKIMIO MHOTOKaHA/IBHOTO 3BYKa B ayJMofpaliBepe.

IMoppeprxxa Premium Blu-ray Audio
3amyTa OT [epenajoB HAIPSDKEHNs B 9/IEKTPIYECKOI ceTi

KonpeHcaropsl st aypuocucreM cepuu Nichicon Fine Gold

Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6ur/c

1 x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
IMoppepxuBaeTcst mpobysxpeHue o JIBC

MornHnesanyra 1 3alyUTa OT 3MeKTPOCTATIYECKIX Pa3pAI0B

IMoppeprxxa gByx JIBC ¢ pyHKUMel rpynnpoBaHms*

* Ipynmuposanue noagepxxubaercs B Windows® 10 RS2 u 6oree.

IMoppepxuBaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
Ioppepxupaerca PXE

Mopgyns WiFi Intel® 802.11ac

ITopneprxxa IEEE 802.11a/b/g/n/ac

IToppmepyxka ABYX AnanasoHos (2,4/5 I'Tix)

[Toppep>kKa BBICOKOCKOPOCTHOTO 6€CIIPOBOHOTO TIOfK/II0YEH IS
10 433 Mbut/c

IToppmepxxa Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed class IT
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MopTbl BBOAA- ® 2 X aHTEHHBIX ITOpPTa
BblBOZA Ha e 1 xmopt PS/2 mnsa MbImm/KIaBuaTypel
3agHei naHenn * 2xmnopra HDMI
¢ 1 x mopr DisplayPort 1.2
e 2xmopros USB 2.0 (¢ 3amuToii OT 371eKTPOCTATHYECKIX
paspsimoB)
e 4 xmopros USB 3.1 Gen2 Type-A (10 I'6ur/c)
e 2xmnopros USB 3.1 Genl (c 3amuToii OT 371€KTPOCTATUYECKIX
paspsioB)
e 2 xnopra RJ-45 wist JIBC ¢ nupukaropom (ACT/LINK u SPEED)
e Pazpemsr HD Audio: JInHeltHbI BXOJ / IepefHe AMHAMUKY /

MUKPOGOH

3anomuHawowme ° 6 x paspemos SATA3 ¢ mpormryckHoi crioco6HOCThIO 6,0 ['6/c,
ycTpolicTBa noppep>kka RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10,
rexnonorun Intel Rapid Storage 15), NCQ, AHCI u «ropsigero»
TIOJK/TFOUe ST
* Ecm cniot M2_1 3ansAT ycrporictBoM M.2 tuma SATA, nnTepdeiic
SATA3_1 6yzeT OTKITIOUEH.
¢ 1 cnor Ultra M.2, noppepxnBaercs Mopynb M.2 SATA3 tuma 2230/
2242/2260/2280 c mpomyckHOI cioco6HOCThIO 6,0 '6/C 11 MOzyIH
M.2 PCI Express no Bepcunu Gen3 x4 (32 I'6/c) ¢ kmouom M.**
** Ilopmepsxka TexHoorun Intel® OptaneTM
** [lopmep>KMBaKOTCA B KaueCTBe 3arpy304HbIX SSD-iucky Tuma
NVMe

** TTonneprxuBaercst komruiekT ASRock U.2
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Pasbembl

MapameTtpbi
BIOS

KoHTponb
o6opyaoBaHusA

1 x xonogxka TPM
1 X KOJIOfIKA /ISt IATYMKA BCKPBITIS KOpITyca
1 x pasbeM st BeHTIIsITOpa oxnaxkaernst LIIT (4-KOHTaKTHbIIT)

* Pagpem IIPOLECCOPHOIO BEHTUIATOPA IIOAAEPIKNBAET BEHTUIATOP

¢ norpe6sieMbIM TOKOM He 6ornee 1 A (12 Br).

1 X pa3beM Jy11 KOPIYCHOTO BeHTU/IATOPA (4-KOHTAKTHbII1)
1 X pasbeM 11 KOPIYCHOTO BeHTHU/IATOPA MU BOJAHON HOMITbI
(4-KOHTaKTHBIN) (CMapT-PEryIATOp CKOPOCTY BEHTUIATOPA)

PaszbeM /11 IPO1[eCCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA MY BOJAHOM

TIOMITBI TIO/IIEPXKMBAET BEHTU/IATOP C OTPEO/IAEMBIM TOKOM HE
6onee 2 A (24 Br)
* Ina paspemos CHA_FAN1/WP aBTomMaTudeckn onpesensercs TUI

TIOAKITIOYEHHOTO BEHTU/IATOpA: 3- Wi 4-KOHTaKTHBIN.

1 x pazpem muranna ATX, 24-KOHTaKTHBIN

1 x pasbem nuranuA 12 B, 8-KOHTaKTHbI

1 X ayimopasbeM Ha IepefiHeil maHenm

1 x xormozka USB 2.0 (2 mopra USB 2.0 ¢ 3amuToit ot
37IEKTPOCTATIYECKIX PAa3PAIOB)

1 x xomozka USB 3.1 Genl (2 mopra USB 3.1 Genl)
(¢ 3amMTOI OT 3/MEKTPOCTATUYECKUX PA3PALOB)

AMI UEFI Legal BIOS ¢ mopiziep»XKoit MHOTOS3BIYHOTO
rpadudeckoro nHTepderica

IMoppeprxka GpyHKIMIT Tpobyxaenns o crangapty ACPI 6.0
IMoxnep>xxa SMBIOS 2.7

Perymposka Hanpspxennit LIIT, DRAM, PCH 1,0 B, VCCST,
BHyTpenHero PLL IIIT

Konrponb Temnepatypsr: Bentunarop LII; xkopmycHoit,
KOPIIYCHOJ BEHTU/IATOP MY IIOMIIA BOJITHOTO OX/TaXKeHMs
KopIyca

Taxomerp: BentuasaTop LII1; KOpIrycHOI, KOPITYCHOI BEHTU/IATOP
VJIN TIOMIIA BOJAHOTO OX/TAXKICHUA KOpHyCa

Becurymuas paboTa (c aBTOMaTI4eCKOIT PeryMpoBKOi CKOPOCTI
BpAIleHNA B 3aBUCUMOCTH OT Temmneparypsl IIT): BeHTunATOp
LIT; KopycHOI, KOPIYCHOI BEHTU/IATOP MY ITOMIIA BOJAHOTO
OXJTaK/IeHNA KOpITyca

Perynmuposka ckopoctu spamenus: sentunaTop HIT; kopmycHoii,
KOPITYCHOI BeHTU/IATOP YT/ TIOMIIA BOJIAHOTO OX/TAK/IeHVIA
KopIryca

JlaTumk BCKPBITUA KOpITyca

KonTponp Hanpsxennit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Vcore LII1
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OnepaumoHHble  Microsoft® Windows® 10 (64-paspsijHast)

cncTemMbl
Ceptudpukayma - FCC,CE
e Cosmectumoctb ¢ ErP/EuP (Heo6xomum 610K muTaHms,

cooTBeTCTBYOIII crannapTy ErP/EuP)

* C dononHumenvHotl uHgpopmavueii 06 U0enuL MOIHO 03HAKOMUMCA HA 8e6-caiime: http://www.asrock.com

A Credyem yuumoléamy, 4mo paseox npoyeccopa, 8Kn04as usmenenue Hacmpoex BIOS,
z npu. mexH Untied Overclocking u ucnonv3osatue uncmpymeHmos

paseona w UMBIX NPOU3B00 i, COnpsIiceH ¢ OnpedeneHHbim puckom. Paseon
NPOUECcopa Moscerm CHUSUMD CIMABUTHOCb CUCITIEMbL UL 0ajie NPUBECHU K
nospesicoeruo ee KOMNOHeHMO6 U ycmpoticme. Paszon npoueccopa ocyujecmensemcs

nonvL30 Ha cobc i puck u 3a cobcmeennviil cuem. Mol He Hecem
0MBemcmeeHHOCHb 3a B03MONCHDLIL ymep@ 8bI36AHHDILL PaSZOHOM npoueccopu.
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1.3 YcTaHOBKa nepembluek

YcraHOBKa TIEpEMDBIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HpI/I YCTaHOBKE II€PEMBIYKI-KO/IITAaYKa
Ha KOHTAKTbI IIEPpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm TI€pEMbIYKa-KOJIIIA4Y0K Ha KOHTAKTBI HE

YCTaHOBJIEHA, IePEMbIYKa «PAa3OMKHYTa».

O W

Short Open

ITepembruka cbpoca

HacTpoek CMOS
2-KOHTaKTHas

(CLRMOSI1) repeMbIuKa

(cm. ctp. 1, Ne 14)

CLRMOSI ncnionbayercs aist ynanenus gaHEbix CMOS. Uto6s1 cOpocuTh 1 06HYIUTD
TTapaMeTphl CHCTEMbI Ha HACTPONKM MO YMOTIAHNUIO, BBIK/TIOUNTE KOMITBIOTED 1
U3BJIEKUTE OTK/TIOUNTE Kabe/Ib MUTAHNUA OT MCTOUHMKA NUTAaHUA. Bepkaute 15

CEeKYH] ¥ HaKVJTHOU IIepeMbIYKOI 3aMKHITe KOHTAKTHI pazbeMa CLRMOSI Ha 5
cexyHz. He c6pacpiaitte Hactpoitkit CMOS cpasy nocie o6Hosenus BIOS. Ilpn
HeobxopumocTyt copocutb HacTporiku CMOS cpasy mocie o6HoBnerns BIOS chagana
Hepe3arpysute CUCTeMY, a 3aTeM BBIK/II0UNTe KOMIILIOTep Iepesi cOpocoM HacTpoeK
CMOS. YuTute, 4T0 Haposb, AaTa, BpeMs U IpoduIb II0Ib30BATE/A 10 YMOTYAHIIO
cOpachIBAIOTCA TONLKO B TOM C/Iydae, ecy u3sneub 6arapero CMOS. ITocre copoca

Hactpoek CMOS He 3a6y/ibTe CHATD HAKMHYIO HePEMBIUKY.

Cépoc nacmpoex CMOS moxcem npusecmu k 0npedesieHuro 6CKpulmuio Kopnyca.
Ymo6ot 06Hy UMb 3aniuce npeovldyusezo onpedesieHus CKPuIMUs Kopnyca,
ucnonvsyiime napamemp «Clear Status» (O6nynump cocmosnue) BIOS.
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1.4 Konogku u Pa3beMbl, PaCnoOJZIOKEHHDbIE Ha CUCTEMHON
njnare

Pacnonoscentvle Ha cucmemnoii niame konooku u paseemvt HE A67510mMCs nepembiuramu.
A HE ycmanasnueaiime Ha smu KomoOKU U pPa3vembl NepemMbluKu-KOMNauky. Yemanoska

nepemvi1eK-Konna4kos Ha Imu KONIOOKU U pazvemvl MOJHcEM 6bl36aMy HeyCcmMpaHumoe
HDBPEM()EHME cUcmemHoLl naamol.

Konopgka cucremuoin 1 TlopxounTe pacronoKeHHble
TaHemm HDLED+ O|Or PLED+ Ha KOpIIyce BbIK/TI0YaTe/b
HDLED- +O|Of PLED-
(9-xonraktHas, PANELI1) ono JO]OL PwRBTNE TIUTaHM, KHOIKY
(M. cTp. 1, Ne 12) ReSET# FO|OF enD Tiepe3arpysKiu 1 MHAMKATOP
puMMY 1O COCTOSIHUS CUCTEMBI K 3TOI
KOJIOJIKE B COOTBETCTBUM C
pacrmpeneneHyeM KOHTaKTOB,
npuBefeHHBIM HibKe. [leper
TOJK/II0UeHeM Kabeeit
OIIpefie/uTe MOMIOKUTETBHBII U
OTPUIL[ATENbHBIIT KOHTAKThL.
PWRBTN (knonka numanus):

ook niouerue KHONKY NUMAHUS, PACNONIONEHHOIL HA nepedHei naneny Kopnyca.
MoscHo Hacmpoums nOPAOOK 6bIKTIOUEHUS CUCINEMbL C UCNOTb30BAHUEM KHONKU
numMaHus.

RESET (xnonxa nepesazpysxu):

Tlooxmiouenue KHonku nepesazpysKi CUcmembl, PAcNONoNeHHol Ha nepedHeil nanenu
kopnyca. Haxmume kHonky nepesazpysxu, 4mo0vl nepesanycmums KoMnvomep, ecau
OH 3ABUC U HOPMATILHBLI 3ANYCK HEBO3MONEH.

PLED (c6emo0uo0Hvtii UHOUKAMOP NUMAHUS CUCHEMbL):

TooxmoueHue uUHOUKAMOPA COCMOAHUSL, PACNOTIOHEHHO20 HA nepedHeil naHeu
kopnyca. CeemoduodHbiii uHOUKamop zopum, Ko20a cucmema pabomaem. Kozoa
cucmema Haxooumcs 6 pexcume oxcudanus S1/83, ceemoouod muzaem. Kozda cucmema
HAXO0OUMCS 8 PeIcUMe OHUO S4 unu 8vik. (S5), ceemoouod He zopum.

HDLED (ceemoduodnuvtii unouxamop pabomot #ecmrozo 0ucka):
Ilodkniouere c6emodU00H020 UHOUKAIMOPA PAGOMbL HeCmKo20 OUCKA,
pacnosnosieHHoz0 Ha nepedHerl . CeemoduodHbLil uHOUKAMop 2opum, K020a

JHecmKutl OUCK BbINOIHACM CHUMDbLBAHUE UJIU 3aNUCH 0AHHDIX.

Iepednss nanenv mosxcem Gbimv PA3HOTL HA PA3HLIX KOPHYCax. B ocHosHoM nepednss
nawent 8KI0UAEM 8 ce0s KHONKY NUMAHUS, KHONKY Nnepe3azpysKii, c6emoouodHvlii
UHOUKAMOP NUMAHUSA, CBEMO0UOOHbLIL UHOUKAMOP PAGOMbL HecmKo20 OUcKa,
Ounamux u m. 0. IIpu nooknoueHuy nepedreii nauen K Imoii Kon00Ke nPpasurbLHO
nookoUaiime npoeoda K KOHMAKMam.
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Pasgbemsr Serial ATA3
(SATA3_0:

cm. cTp. 1, Ne 9)
(SATA3_1:

cm. cTp. 1, Ne 8)
(SATA3_2:

cm. cTp. 1, Ne 11)
(SATA3_3:

cm. cTp. 1, Ne 10)
(SATA3_4:

cm. cTp. 1, Ne 16)
(SATA3_5:

cm. cTp. 1, Ne 17)

]

SATA3 5
—
[—]

SATA3 4

[—1

SATA3_2 SATA3_0

I—1

SATA3_3 SATA3_1

I—1
[—I

OTH 11eCTb Pa3beMOB

SATA3 nmpepHa3Ha4YeHBI /L
nopkmouenns kabeneit SATA
BHYTPEHHMX 3aIIOMMHAIOIINX
YCTPOJCTB /1A TIepefjayM JaHHbIX
€O CKOpocThIo 10 6,0 I'6/c.

* Ecnu cnom M2_1 3ansam

ycmpoticmeom M.2 muna SATA,

unmepdpeiic SATA3_1 6yoem
OMK/IHOYEH.

Komogka USB 2.0
(9-xonTakTHasa, USB_3_4)
(em. cTp. 1, Ne 13)

DUMMY

GND GND
P+ P+
P- P-
USB_PWR USB_PWR
1

Ha cucremHoit mtate
TIpefycCMOTPeHa OffHa KOIOAKa
USB2.0. 9Ta kononka USB 2.0
MO>KeT TIOIIep>KMBaTh IBa

mopra.

Komnogxu USB 3.1 Genl
(19-xoHTaKTHas,
USB3_6_7)

(em. cp. 1, Ne 7)

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Ha marepuHckoii riate mMeeTcs
OJfHa KOJIOKa. DTa KOJIOfIKa
USB 3.1 Genl moppiep>xuBaeT

/iBa I1opTa.

Aya1oKOIofKa IepeiHeit

HaHem MIC2 L 010 CGND
MIC2_R O PRESENCE#
(9-xonTakTOB, HD_ our2_ R——O|O}—— mic_ReT
J_SENSE —O
AUDIOI) out2_L—HO|OfF— OUT_RET

(em. cTp. 1, Ne 20)

ITa KooK NpeHa3HaueHa
IU1A TIOJK/TIOYEH NS
ay[MOYCTPOJCTB K IepeHei

ayIVoIIaHeIn.
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PWRBTN (knonka numanus):
ook noueHue KHONKY NUMAHUS, PACNONIONEHHOI HA nepedHeil nanenu kopnyca. MoxcHo
Hacmpoumb YlOPﬂbGK BbIK/TIOYEHUSA CUCEMbL C UCNO/Tb308AHUEM KHONKU NUMAHUA.

RESET (xnonka nepezazpysxu):

Todknouerue KHONKY nepesazpysKu cucmembl, PACHOIONEHHOTE HA nepedHetl naHenu
kopnyca. Haxmume kHonKy nepesazpy3xu, 4mo06vl nepesanycmuny KOMAblomep, eciu oH
3081UC U HOPMATILHBIT 3ANYCK HEBOZMONCEH.

PLED (c6emo0uo0nviii uHOUKAMOP NUmMaHus cucmemot):

ook nouerue uHOUKAMOPA COCMOAHUA, PACNIONIONCEHHO20 HA NepedHeil nanenu Kopnyca.
CeemoduodHbiii uHouKamop 2opum, kozda cucmema pabomaem. Kozda cucmema Haxooumcs
6 pedxcume oxcudarus S1/S3, ceemoduod mueaem. Kozda cucmema HaxoOumcs e pesxicume
oxcudanust S4 unu eviknouena (S5), ceemoouod He zopum.

HDLED (céetmo0uodHviii uH0uxamop pabomoi 1#ecmrozo 0UcKa):

Ilodkniouerie c6emodU00H020 UHOUKAIMOPA PAGOMbL HeCmK020 OUCKA, PACNONIONEHH020 HA
nepedreti nanenu. Céemoduo0HvLil UHOUKAMOP 20pum, K020a JHecmKuil OUCK BblNONHAEM
CHUMbIBAHUE UL 3aNUCL OAHHDIX.

Iepednsis nanenv moxcem Gvimv pasHoli HA PA3HLIX Koprycax. B ocrosHom nepednsis natens
8KII0UAEM 8 Ce051 KHONKY NUMAHUS, KHONKY Nepe3azpy3Ku, C8emoduodHbLil UHOUKAMOP
NUMAaHUs, C8emMoOUOHbIT UHOUKAMOP PAGOMbL HeCnKo20 Oucka, Ounamux u m. 0. Ilpu
NOOKIOHeH U nepedHeli naHenu K 9moii KonooKe npasuivbHo NOOKm0HaAilme nposooa K

KoHmaxkmam.
Kono;u(a JAVHAMHKa SPEAKER Hpezmasﬂaqeﬂa I
Kopryca DUMMY MORK/TIOYEHVIST ITHAMIKA
DUMMY
(4-xonTakTa, SPEAKERI) 5y KopITyca.
(cm. cTp. 1, Ne 18) 1
Pasbembl s FAN_SPEED JlaHHas MaTepUHCKaA miara
FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND FAN_SPEED_CONTROL
BEHTI/IATOPA M/IU OMIIBI OCHaleHa 4-KOHTaKTHBIM
BOJSIHOTO OXJTaXK/[EHMS Pa3beMOM [T CHCTEMBI
1.2 3 4
Koprryca BOJISIHOTO OX/IXKIIEHIS
(4-xonTaktHBIT CHA_ KOpITyca. 3-KOHTAKTHYIO
FAN1/WP) CHUCTEMY BOJAHOTO OXIaXK/IeHNs
(em. cTp. 1, Ne 2) KOpITyca CIefyeT MOAKIIYaTh K
KOHTakTam 1-3.
Pazbem BeHTHIATOPA 1 GND ITpenHasHayeH st
Kopryca 2 FAN_VOLTAGECONTROL  mopkmioueHns Kaberns pasbema
3 FAN_SPEED
(4 xonTakToB, CHA_ 4 FAN_SPEED_CONTROL BEHTU/IATOPA U HOJK/ITIOUeHMs
FAN2) YepHOro MPOBOfIA K
(cMm. cTp. 1, Ne 6) 3a3eMJIEHUIO.
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FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND

OXJTXK/IeHUsI IIpoLieccopa
(4-xonrakra, CPU_FAN1)
(em. ctp. 1, Ne 3)

FAN_SPEED

1.2 3 4

FAN_SPEED_CONTROL

Ora MaTepuHCKasl IUIaTa cHabkeHa
4-KOHTaKTHbIM Pa3beMOM /I
MaJIOIIYMAIETO BEHTUIATOPA
LITI. Ecnu BbI cobupaeTtech
MOJK/TIOYNUTD 3-KOHTAKTHBIN
BEHTUIATOP OXTAXK/IEHNs
Tpoleccopa, MoAK/II0YaliTe ero K
KOHTaKTaMm 1-3.

Paspem muranms ATX
(24-xoHTaKTa,
ATXPWRI)

(em. cTp. 1, Ne 5)

OTa MaTepMHCKas IIaTa
OCHaleHa 24-KOHTaKTHBIM

paspemoM mutanya ATX.

Pazbem nmuranms ATX 12 B

K manHOMY pasbemy

jm
(4-xonTakToB, ATX12V1) L0010 TIOJK/TI0YAETCsT UICTOUHMK
(em. cp. 1, Ne 1) ADDDD1 mutanus ATX 12 B.
Komopxa jyis jarymka ] 9Ta MaTepMHCKas I1ara
BCKPBITVS KOPITyca GND TOiIeP)KUBAET TEXHOMOTHIO
Signal

(2-xonTakTHas, CI1)
(em. cTp. 1, Ne 15)

OIpefie/ieHys BCKPBITIS KOpITyca
10 CHATIIO BEPXHeIl 4acTu
Kopiryca. JI/ist 9T0J TeXHOMOIMHI
Heo6XO/M KOpIIyc ¢ PyHKI[ye
OIIpefje/IeH st BCKPBITHA.

Konogka TPM
(17-xonTakros, TPMS1)
(cm. cTp. 1, Ne 19)

GND

SERIRQ#
S_PWRDWN#
GND

LAD1

LAD2
SMB_DATA_MAIN
SMB_CLK_MAIN
GND

GND
+3VSB

LADO
+3V
LAD3
PCIRST#
FRAME
PCICLK

10T paspeM obecrednBaeT
HozIepXKKy cucremsl Trusted
Platform Module (TPM), koTopas
Cr1oco6Ha 06ecreynThb HafIeKHOe
XpaHeHe KIIo4ert, InppoBbIX
cepTUQUKATOB, TApOIeit i
mauubix. Cuctema TPM Takoke
TMIOBBILIAET YPOBEHD CETEBO
6€30MacHOCTH, 3ALINIIAET
1poBbIe NAEHTIHUKATOPB

1 obecrieynBaer LeOCTHOCTD
T1aTOPMBIL.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa made ASRock H370M-ITX/ac, uma confidvel placa mae
ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal
oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

Como as especificacoes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o
Q contetido desta documentagao estard sujeito a alterages sem aviso prévio. Caso ocor-

ram modificagées a esta documentagio, a versdo atualizada estard disponivel no site

da ASRock sem aviso prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa

principal, visite o nosso site para obter informagoes especificas sobre o modelo que estiver

utilizando. Vocé também poderd encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes

suportadas no site da ASRock. Site da ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

e Placa Mae ASRock H370M-ITX/ac (Fator de Forma Mini-ITX)
¢ Guia de Instalagdo Rapida da ASRock H370M-ITX/ac

¢ CD de Suporte da ASRock H370M-1TX/ac

¢ 2x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

o 1x Painel de E/S

¢ 2x Antenas de 2,4/5 GHz da ASRock WiFi (Opcional)

¢ 1 x Parafuso para Soquete M.2 (Opcional)
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1.2 Especificagoes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de
expansao

Graficos

Formato Mini-ITX

Suporta 8' Gerado de Processadores Intel® Core™ (Soquete 1151)
Digi Power design
Design com 6 fases de alimentagdo

Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

Intel® H370

Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais

2 x Slots DIMM DDR4

Suporta DDR4 2666/2400/2133 nao-ECC, memdria tampao sem
armazenamento

Suporta médulos de memoria ECC UDIMM (opera em modo
nao-ECC)

Capacidade maxima da memdria do sistema: 32GB

Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®

Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:modo x16)

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

1 x Soquete M.2 Vertical (Tecla E) com médulo Wi-Fi-802.11ac
incluido (na I/O traseira)

Os graficos incorporados Intel® UHD e as saidas VGA s6 podem
ser suportados com processadores com GPU integrada.

Suporta gréficos incorporados Intel> UHD: Intel® Quick Sync
Video com AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encodel, Intel®
InTru™ 3D, Tecnologia Intel® Clear Video HD, Intel® Insider™,
Gréficos Intel* UHD

DirectX 12

HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/
H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decodificar apenas),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decodificar apenas)



Audio

LAN

LAN sem
fios

H370M-ITX/ac

Trés opgoes de saida de graficos: DisplayPort 1.2 e 2 x portas
HDMI

Suporta configuragao com trés monitores

Suporta HDMI com resolugdo max. até 4K x 2K (4096x2160) @
30Hz

Suporta DisplayPort 1.2 com resolugdo max. até 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI (E necessario um
monitor compativel com HDMI)

Suporta HDCP com Portas HDMI e DisplayPort 1.2

Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com portas HDMI e
DisplayPort 1.2

Audio HD de 7.1 canais com protegio de contetido (Codec de
4udio Realtek ALC892)

*Para configurar Audio 7.1 CH HD, é necessério usar um médulo de

audio de painel frontal HD e habilitar o recurso de dudio multi-canal

pelo driver de dudio.

Suporte dudio Blu-ray superior
Suporta Prote¢do de Sobretensao

Capacitor de Audio Série Ouro Fino Nichicon

LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

1 x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
Suporta dual LAN com Teaming*

* Teaming é suportada no Windows® 10 RS2 e acima.

Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

Modulo Intel® 802.11ac WiFi (Pacote Gratuito)

Suporta IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Suporta banda dupla (2,4/5 GHz)

Suporta conexao sem fio de alta velocidade até 433Mbps
Suporta Bluetooth 4.2 / 3.0 + Classe II de alta velocidade
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E/S do painel
posterior

Armazena-
mento

2 x Portas de Antena

1 x Porta PS/2 para mouse/teclado

2 x Portas HDMI

1 x DisplayPort 1.2

2 x Portas USB 2.0 (Suporta Protegao ESD)

4 x Portas USB 3.1 Gen2 Tipo A (10 Gb/s)

2 x Portas USB 3.1 Genl1 (Suporta Protegao ESD)

2 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LIGACAO e LED DE
VELOCIDADE)

Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /

Microfone

6 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte RAID (RAID 0, RAID 1,
RAID 5, RAID 10, Tecnologia de Armazenamento Rapido
Intel® 15), NCQ, AHCI e Conexdo a Quente*

*Se M2_1 é ocupado por um dispositivo tipo M2 SATA, SATA3_1

serd desativado.

1 x Soquete Ultra M.2, suporta Chave M tipo
2230/2242/2260/2280 médulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s e médulo M.2
PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Suporta Tecnologia Intel* Optane™
** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagao
** Suporta Kit ASRock U.2
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Conector

Funcées da
BIOS

Monitor de
hardware

1 x Plataforma TPM
1 x Gabinete de Alimentag¢do de Instrusido

1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)

* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de

alimenta¢do méaxima 1A do ventilador (12W).

1 x Conector da ventoinha do Gabinete (4 pinos)
1 x Conector do ventilador do chassi/Ventilador da Bomba de

Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)

* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o

ventilador de refrigerador a 4gua de 2A maximo (24W) poténcia do

ventilador.

* CHA_FAN1/WP podem detectar automaticamente se ventoinha de

3 pinos ou 4 pinos estd em uso.

1 x Conector alimentagao ATX 24 pinos

1 x Conector de energia 8-pinos 12V

1 x Conector de dudio do painel frontal

1 x Plataforma USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0)

(Suporta Protegdo ESD)

1 x Plataforma USB 3.1 Genl1 (Suporta 2 portas USB 3.1 Genl)
(Suporta Protegdo ESD)

AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI

ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar

Suporte SMBIOS 2.7

Multi ajuste de tensao de CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCST, PLL
Interno CPU

Sensor de Temperatura: Ventilador da CPU, Chassis, Chassis/
Bomba de Agua

Tacometro da ventoinha: Ventilador da CPU, Chassis, Chassis/
Bomba de Agua

Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): Ventilador da CPU, Chassis,
Chassis/Bomba de Agua

Controle multi-velocidade da ventoinha: Ventilador da CPU,
Chassis, Chassis/Bomba de Agua

Detec¢ao de ABERTURA da CAIXA

Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore
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SO

Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certificacoes ¢ FCC,CE

® Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimentagdo

preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

A

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste
das definicoes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagao
de ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade
do sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele
deve ser realizado por sua conta e risco. Ndo nos responsabilizamos por possiveis danos
causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracgédo dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do
jumper ¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de

jumper nos pinos, o jumper é "Aberto".

O W

Short Open

Apagar o Jumper CMOS

(CLRMOS1) )
Jumper de 2 pinos
(ver p.1, N.© 14)

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar
os parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e
desplugue a tomada da alimentagao. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa
de jumper para fazer curto dos pinos no CLRMOSI por 5 segundos. No entanto,
nao apague o CMOS logo ap0s ter realizado a atualizagdo da BIOS. Se vocé precisar
apagar o CMOS logo ap6s ter terminado uma atualizagdo da BIOS, devera primeiro
iniciar o sistema e voltar a encerra-lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe
que a senha, data, hora e perfil padrao do usudrio serdo apagados sé se a bateria
CMOS for removida. Por favor, ndo se esquega de retirar a tampa do jumper depois
de apagar o CMOS.

Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢do do
BIOS "Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers
sobre estes terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conec-
tores ird causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de 1 Ligue o botao de
sistema HDLED+ O|Or PLED+ alimentagio, o botio de
. HDLED- 40| Of PLED- L L.
(PAINEL1 de 9 pinos) onp JO[OF PwRBTNE reinicializagdo e o indicador
(ver p.1, N.2 12) reseT# FO|OF enp do estado do sistema no
DUMMY 1O chassi deste suporte, de

acordo com a descri¢do
abaixo. Observe os pinos
positivos e negativos antes
de conectar os cabos.

PWRBTN (Botdao de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a
forma para desligar o seu sistema através do botao de alimentagao.

RESET (Botao de reinicializagdo):

Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de
reinicializagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio
normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o
sistema estiver nos estados de suspensao S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema
estiver no estado de suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um mddulo de painel
frontal consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializa-
¢ao, um LED de alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc.
Ao conectar seu médulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os
fios e os pinos correspondem de forma correta.
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Conectores série ATA3 1 7] [5] © Estes seis conectores SATA3
(SATA3_0: g l ] g suportam cabos de dados
ver p.1, N.°9) :ZI NEE :I s LS SATA para dispositivos de
(SATA3_1: E l —| E :;I ~1 [F :| armazenamento interno com
ver p.1, N.° 8) o == E [ ] E uma taxa de transferéncia de
(SATA3_2: @ =l = @ dados de até 6,0 Gb/s.
verp.I, N.o 11) *Se M2_1 é ocupado por um dispositivo
(SATA3_3: tipo M2 SATA, SATA3_1 serd desati-
ver p.1, N.° 10) vado.
(SATA3_4:
ver p.1, N.° 16)
(SATA3_5:
ver p.1, N.° 17)
Suporte USB 2.0 DUMMY Ha um cabegote USB 2.0 nesta
(USB_3_4 de 9 pinos) G':E%?D placa-mae. Cada suporte USB 2.0
(ver p.1,N.° 13) p- p- pode ter duas portas.

USB_PWR USB_PWR

1

IntA_PA_SSRX+ GND
(ver p.1,N.27) ano mapesste pode suportar duas portas.
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Plataforma USB 3.1 Gen1 Vous Hé um cabegote nesta placa-
(USB3_6_7 de 19 pinos) IntA_PA_SSRX- maressae mae. Este suporte USB 3.1 Genl

Suporte de audio do o ! Este suporte destina-se a

MIC2_L GND
painel frontal MIC2 R presence# conexdo dos dispositivos de
(HD_AUDIOI1 de 9 pinos) OUJTQS*E':\ISEig & MIC_RET audio no painel de dudio frontal.
(ver p.1,N.° 20) ~our2_L—o[O}— our _rer
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Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para

Q PWRBTN (Botdao de alimentagdo):

desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botao de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botao de reiniciali-
zagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagio do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensdo S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um mddulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagao, um botao de reinicializacdo, um LED
de alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu
médulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos cor-
respondem de forma correta.

Suporte do alto-falante do Por favor, conecte o alto-falante

SPEAKER

chassi DUMMY do chassi a este suporte.
SPEAKERI de 4 pi pomm

( e 4 pinos) 5y

(ver p.1,N.2 18) 1

Chassis / Conectores da FAN_SPEED Esta placa mae fornece conec-

FAN_VOLTAGE_CONTROL
ventoinha de bomba de i

FAN_SPEED_CONTROL

tores de ventilador do chassis de

agua refrigeragdo a d4gua de 4 pinos.
(CHA_FAN1/WP de 4 et Se vocé pretende conectar um
pinos) ventilador de refrigeragio a dgua
(ver p.1,N.22) de chassis de 3 pinos, por favor,
conecte-o ao Pino 1-3.
Conector do ventilador do 4 oND Ligue o cabo do ventilador
chassi i E:::ZESE’;GE*CONTROL aos conectores do ventilador e
(CHA_FAN?2 de 4 pinos) 4 FAN_SPEED_CONTROL corresponda o cabo preto com o
(ver p.1, N.°6) pino de ligagdo a terra.
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Conector da Ventoinha da FAN_SPEED Esta placa mée inclui um conec-
FAN_VOLTAGE_CONTROL . .
CPU GND | |FAN-SPEED_CONTROL to de ventilador da CPU (Venti-
(CPU_FANI1 de 4 pinos) lador silencioso) de 4 pinos.
12 3 4

(ver p.1,N. 3)

Se vocé pretende conectar um
ventilador da CPU de 3 pinos,

por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentag¢ao
ATX
(ATXPWRI de 24 pinos)

Esta placa-mae inclui um conec-
tor de alimentacdo ATX de 24

pinos.

(ver p.1,N.° 5)

Conector de alimentagao 8 n 5 Por favor, ligue este conector a
de 12V ATX il uma alimentagao de forca ATX
(ATX12V1 de 4 pinos) 12V.

(ver p.1,N.0 1)

Suporte de intrusdo do Esta placa-maée suporta a fungao
chassi GND de detecgdo de ABERTURA da

(CI1 de 2 pinos) signal
(ver p.1,N.2 15) do chassi foi removida. Esta

CAIXA que detecta se a tampa

fungao requer um chassi com
design de detecgao de intrusao.

Suporte TPM eND enD Este conector suporta um sistema
. SERIRQ# +3VSB .,
(TPMS1 de 17 pinos) S_PWRDWN# com Mddulo de Plataforma Con-
GND LADO .
(ver p.1,N.° 19) LDt v fiavel (TPM), que pode armazenar
Loz LADS com seguranga chaves, certifica-
SMB_DATA_MAIN PCIRST#
SMB_CLK_MAIN FRAVE dos digitais, senhas e dados. Um
GND PCICLK

1 sistema TPM também ajuda a
melhorar a seguranga de rede, a
proteger identidades digitais e a
garantir a integridade da plata-

forma.
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1 Giris

ASRock'mn zorlu kalite kontrol siiregleriyle tiretilen giivenilir bir ana kart olan ASRock

H370M-ITX/ac satin aldiginiz igin tesekkiir ederiz. Saglam tasarimi ile ASRock'in kalite ve

dayaniklilik taahhiidiine uygun sekilde mitkemmel performans saglar.

bir bildirimde bulunulmaksizin degistirilebilir. Bu belge iizerinde herhangi bir degisiklik
yapilmas: durumunda, giincellenmis siiriim, herhangi bir bildirim yapilmaksizin
ASRock'in web sitesinde yer alacaktir. Bu ana kartla ilgili olarak teknik destek almak
isterseniz, liitfen kullandiginiz model hakkinda ozel bilgiler iin web sitemizi ziyaret
edin. En giincel VGA kartlar: ve islemci destek listesini de ASRock'in web sitesinde
bulabilirsiniz. ASRock'tn web sitesi http://www.asrock.com.

Q Ana kart ozellikleri ve BIOS yazilim giincellenebileceginden, bu belgenin icerigi herhangi

1.1 Ambalaj icerigi

ASRock H370M-ITX/ac Anakarti (Mini-ITX Form Faktorii)
ASRock H370M-ITX/ac Hizli Kurulum Kilavuzu

ASRock H370M-ITX/ac Destek CD'si

2 tane Seri ATA (SATA) Veri Kablosu (Istege Bagli)

1 tane G/C Paneli Kalkani

2 tane ASRock WiFi 2,4/5 GHz Anteni (Istege Bagli)

1 tane M.2 Yuvast i¢in vida (Istege Bagli)
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1.2 Ozellikler
Platform

islemci

Yonga
kiimesi

Bellek

Genisletme
Yuvasi

Grafikler

Mini-ITX Form Faktorii

8. Nesil Intel® Core™ Islemcileri (Yuva 1151) destekler
Digi Giig tasarimi1

6 Giig Safhasi tasarimi

Intel® Turbo Boost 2.0 Teknolojisini destekler

Intel® H370

Cift Kanalli DDR4 Bellek Teknolojisi

2 tane DDR4 DIMM Yuvasi

DDR4 2666/2400/2133 ECC olmayan, arabelleksiz bellek destekler
ECC UDIMM bellek modiillerini destekler (ECC digt modda
galisir)

En fazla sistem bellegi kapasitesi: 32GB

Intel® Ustiin Bellek Profili (XMP) 2.0 destekler

DIMM Yuvalarinda 15 p Altin Temas

1 tane PCI Express 3.0 x16 Yuva (PCIE1:x16 modu)

* Onyiikleme diskleri olarak NVMe SSD destekler

1 tane Dikey M.2 Yuva (Tus E), birlikte gelen WiFi-802.11ac
modiillii (arka G/C kisminda)

Intel®° UHD Graphics Dahili Gorselleri ile VGA ¢iktilari, yalnizca
GPU entegre edilmis islemciler ile desteklenir.

Intel® UHD Graphics Yerlesik Gorsellerini destekler: AVC, MVC
(S3D) ve MPEG-2 Full HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Net
Video HD Teknolojisi, Intel® Insider™, Intel* UHD Graphics ile
Intel® Quick Sync Video

DirectX 12

HWA Kodlama/Kod Cézme: AVC/H.264, HEVC/H.265 8 bit,
HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit (yalnizca Kod
Cozme), MPEG2, MJPEG, VC-1 (yalnizca Kod Cézme)
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Ses

LAN

Ug grafik ¢ikist segenegi: DisplayPort 1.2 ve 2 tane HDMI baglantt
noktasi

Uglii Monitor Destegi

En fazla 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz ¢oziiniirliige kadar HDMI
destekler

En fazla 4K x 2K (4096x2304) @ 60 Hz ¢oziintirliige kadar
DisplayPort 1.2 destekler

HDMI Baglant1 Noktasiyla Otomatik Dudak Senkronizasyonu,
Derin Renk (12bpc), xvYCC ve HBR (Yiiksek Bit Oranli Ses)
ozelliklerini destekler (Uyumlu bir HDMI monitéri
kullanilmalidir)

HDMI ve DisplayPort 1.2 Baglant1 Noktalar1 ile HDCP islevini
destekler

HDMI ve DisplayPort 1.2 baglant1 noktalariyla 4K Ultra HD
(UHD) kayittan yiiriitme destekler

Igerik Koruma Ozelligi ile 7.1 CH HD Ses (Realtek ALC892 Ses
Codec Bileseni)

*7.1 CH HD Ses yapilandirmast igin, bir HD 6n panel ses

modiliiniin kullanilmasi ve gok kanalli ses 6zelliginin ses siiriiciisit

araciligiyla etkinlestirilmesi gereklidir.

Ustiin Blu-ray Ses destegi
Asir1 Gerilim Korumasini destekler

Nichicon Fine Gold Serisi Ses Kapaklar1

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

1 tane Giga PHY Intel® 1219V, 1 tane GigaLAN Intel® I211AT
Yerel Ag Uzerinden Agmay1 destekler

Yildirim/ESD Korumasini destekler

Ekip olugturmali Cift LAN'1 destekler*

* Ekip Olusturma Windows® 10 RS2 ve iistii siiriimlerde desteklenir.

Enerji Verimliligine Sahip Ethernet 802.3az islevini destekler
PXE ozelligini destekler
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Kablosuz
LAN

Arka Panel
G/C

Depolama

Intel® 802.11ac WiFi Modiilii

IEEE 802.11a/b/g/n/ac islevini destekler

Cift Bant 6zelligini destekler (2,4/5 GHz)

433 Mbps degerine kadar yiiksek hizli kablosuz baglantilari
destekler

Bluetooth 4.2 / 3.0 + IL sinuf yiiksek hizi destekler

2 tane Anten Baglant: Noktas:

1 tane PS/2 Fare/Klavye Baglant: Noktasi

2 tane HDMI Baglant: Noktasi

1 tane DisplayPort 1.2

2 tane USB 2.0 Baglanti1 Noktas1 (ESD Korumasini destekler)

4 tane USB 3.1 Gen2 Tip A Baglant1 Noktas: (10 Gb/sn.)

2 tane USB 3.1 Genl Baglant1 Noktas1 (ESD Korumasi Destekler)
LED'e sahip 2 tane RJ-45 LAN Baglanti1 Noktas: (ACT/LINK LED
ve SPEED LED)

HD Ses Girisleri/Cikiglari: Hat Girisi / On Hoparlér / Mikrofon

6 tane SATA3 6,0 Gb/sn. Baglayici, RAID (RAID 0, RAID 1,
RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 15), NCQ,
AHCI ve Tak Cikar* destekler

*M2_1 bir SATA tipi M.2 aygit1 tarafindan kullaniliyorsa, SATA3_1
devre dis1 birakilacaktir.
¢ 1 tane Ultra M.2 Yuvasi, M Key 2230/2242/2260/2280 tip M.2

SATA3 6,0 Gb/sn. modiiliinti ve Gen3 x4 (32 Gb/sn.) degerine
kadar M.2 PCI Express modiiliinii destekler**

** Intel® Optane™ Teknolojisini destekler
** Onyiikleme diskleri olarak NVMe SSD destekler
** ASRock U.2 Takimini destekler
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Baglayia

BIOS
Ozelligi

Donanim
Monitorii

isletim
Sistemi

100

1 tane TPM Baglantis
1 tane Kasa Yetkisiz Erisim Baglantisi

1 tane Islemci Fani Baglayici (4 pimli)

* Islemci Fan1 Baglayic, en fazla 1 A (12 W) fan giiciinde iglemci fant
destekler.

1 tane Kasa Fani1 Baglayicisi (4 pimli)
1 tane Kasa Bagli/Su Pompali Fan Baglayici (4 pimli) (Akilli Fan
Hiz1 Kontrolii)

* Kasa Bagli/Su Pompali Fan, en fazla 2 A (24 W) fan giicinde su

sogutmali fan destekler.
* CHA_FAN1/WP, 3 pimli fanin m1 yoksa 4 pimli fanin mi

kullanimda oldugunu otomatik olarak algilayabilir.

1 tane 24 pim ATX Giig Baglayicist

1 tane 8 pim 12 V Giig Baglayicist

1 tane On Panel Ses Baglayicist

1 tane USB 2.0 Baglantis1 (2 USB 2.0 baglant1 noktasini destekler)
(ESD Korumasini destekler)

1 tane USB 3.1 Genl Baglantis1 (2 USB 3.1 Gen1 baglant1
noktasini destekler) (ESD Korumasini destekler)

Cok dilli kullanici araytizii destegiyle AMI UEFI Legal BIOS
ACPI 6.0 Uyumlu uyandirma olaylar:

SMBIOS 2.7 Destegi

Islemci, DRAM, PCH 1,0 V, VCCST, Islemci Dahili PLL Coklu
Gerilim Ayar1

Sicaklik Algilama: Islemci, Kasa, Kasa/Su Pompali Fanlar

Fan Devirdlger: Islemci, Kasa, Kasa/Su Pompali Fanlar

Sessiz Fan (Islemci sicakligiyla otomatik ayarlanan kasa fani hizi):
Islemci, Kasa, Kasa/Su Pompali Fanlar

Fan Goklu Hiz Kontrolii: Islemci, Kasa, Kasa/Su Pompali Fanlar
KASA ACIK algilamas:

Gerilim izleme: +12 'V, +5V, +3,3 V, Islemci Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 bit



Onaylar
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e FCC,CE
¢ ErP/EuP igin hazir (ErP/EuP igin hazir gii¢ beslemesi gereklidir)

* Detaylt iiriin bilgisi igin liitfen web sitemizi ziyaret edin: http://www.asrock.com

A

Liitfen, BIOS ayarlarim diizenleme, Bagimsiz Hiz Asirtma Teknolojisinin uygulanmas:
veya iigtincii taraf hiz asirtma araglarimn kullanilmas: da dahil olmak iizere tiim hiz
agirtma islemlerinin belirli bir risk tasidigim unutmayn. Hiz asirtma, sisteminizin

dayamikliigin: etkileyebilir, hatta si: inizde yer alan bilesenlere ve aygitlara zarar
verebilir. Bu, riski ve masraflari size ait olmak iizere gerceklestirilmelidir. Hiz asirtmadan
dogabilecek zararlar k da sorumlu olj ag1z.

Tirkce
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1.3 Baglanti Teli Kurulumu

Cizim, baglanti tellerinin kurulumunu gostermektedir. Tel kapagi, pimlerin tizerine
yerlestirildiginde, tel "Kisa" olur. Pimlerin tizerinde tel kapagi bulunmadiginda, tel
"Agik" olur.

w @

Short Open
CMOS Temizleme
Baglant: Teli
(CLRMOS1) 2 pimli

Baglanti Teli
(bk. s.1, No. 14)

CLRMOSI1, CMOS verilerini temizlemenizi saglar. Sistem parametrelerini
temizlemek ve varsayilan kurulum ayarlarina sifirlamak igin, liitfen bilgisayar1
kapatin ve gii¢ kablosunu gii¢ beslemesinden ¢ekin. 15 saniye bekledikten sonra,
CLRMOSI tizerindeki pimlere 5 saniye boyunca kisa devre yaptirmak i¢in bir
atlama kapag kullanin. Ancak, CMOS'u liitfen BIOS'u giincelledikten hemen
sonra temizlemeyin. BIOS'u giincelledikten hemen sonra CMOS'u temizlemeniz
gerekirse, once sistemi baglatin ve ardindan CMOS temizleme iglemi 6ncesinde
yeniden kapatin. Sifre, tarih, saat ve varsayilan kullanici profilinin yalnizca CMOS
pili ¢ikarildiginda temizlenecegini liitfen unutmayin. Liitfen CMOS'u temizledikten

sonra atlama kapagini ¢ikarmay1 unutmayin.

Q CMOS'u temizlerseniz, kasa agik uyaris alabilirsiniz. Onceki kasa yetkisiz erigim
durumu kaydini silmek icin liitfen BIOS durumunu "Durumu Temizle" olarak belirleyin.
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1.4 Yerlesik Baglantilar ve Baglayicilar

Yerlesik baglantilar ve baglayicilar baglant: teli degildir. Baglant: teli kapaklarini bu
baglant: ve baglayicilar iizerine yerlestirmeyin. Baglant teli kapaklarinin baglantilar ve
baglayicilar iizerine yerlestirilmesi ana karta kalici hasar verebilir.

Sistem Paneli Baglantist 1 Giig anahtarini baglayin,
(9 pimli PANEL1) HDLED+O|Or PLED+ kasa iizerindeki anahtar ile
bk.s.1. No. 12 HDLED- 4O |Of PLED- . 4 belirtecini
(bk.s.1, No. 12) onp JO[O] pwreTny  Sistem durumu belirtecini
rReseT# 4O|OF enD agagidaki pim diizenine
pummyY 4O gore sifirlayin. Kablolar
baglarken pozitif ve negatif
pimlere dikkat edin.
PWRBTN (Gii¢ Anahtar1):
Gii¢ anahtarimi kasa on paneline baglaymn. Gii¢ anahtarin kullanarak sisteminizi kap-

atma seklini yapilandirabilirsiniz.

RESET (Stfirlama Anahtari):
Sifirlama anahtarint kasa 6n paneline baglaym. Bilgisayarin kilitlenmesi ve normal
sekilde yeniden baslatilamamast halinde reset (sifirla) diigmesine basin.

PLED (Sistem Gii¢ LED'):

Kasa on panelindeki gii¢ durumu gostergesine baglayin. Sistem ¢alisirken LED 15131
yanacaktur. Sistem S1/S3 uyku durumundayken LED 15181 yanip soner. Sistem S4 uyku
durumundayken veya kapaliyken (S5) LED 15181 soner.

HDLED (Sabit Disk Etkinlik LED'i):
Kasa on panelindeki sabit disk etkinlik LED'ine baglayin. Sabit disk veri okurken veya
yazarken LED 1511 yanar.

On panel tasarimi kasaya gore degisiklik gosterebilir. Bir én panel modiilii, temel olarak
bir gii¢ anahtar, sifirlama anahtari, giic LED'i, sabit siiriicii etkinligi LED'i, hoparlor
gibi birimlerden olusur. Kasamzin on panel modiiliinii bu baglantiya takmadan once,

kablo diizenlemeleri ve pim diizenl

lerinin diizgiin sekilde yapildigindan emin olun.
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Seri ATA3 Baglayicilar = [ [{] © Bualti SATA3 baglayicisi, veri
(SATA3_0: g [ —| g aktarim hiz1 6,0 Gb/sn degerine
bk. s.1, No. 9) $| NnEE ;| % L=l k2 & kadar olan dahili depolama
(SATA3_1: E [ —| E :I = = :I aygitlar1 icin SATA veri
bk. s.1, No. 8) e = [ —| s kablolarini destekler.
(SATA3_2: & b=l ke & o

*M2_1 bir SATA tipi M.2 aygiti
bk. s.1, No. 11) tarafindan kullaniliyorsa, SATA3_1
(SATA3_3: devre disi birakilacaktr.
bk. s.1, No. 10)
(SATA3_4:
bk. s.1, No. 16)
(SATA3_5:
bk. s.1, No. 17)
USB 2.0 Baglantist Bu ana kartta bir tane USB 2.0

(9 pimli USB_3_4)
(bk. s.1, No. 13)

DUMMY
GND GND
P+ P+
P- P-
USB_PWR USB_PWR
1

baglantis1 vardir. Bu USB 2.0
baglantisy, iki adet baglant
noktasini destekleyebilir.

USB 3.1 Genl baglantist
(19 pimli USB3_6_7)
(bk. s.1, No. 7)

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Bu ana kartta bir baglant: vardur.
Bu USB 3.1 Gen1 baglantisi,

iki adet baglant1 noktasini
destekleyebilir.

On Panel Ses Baglantisi

Bu baglanty, ses aygitlarinin 6n

o mic2_t ——fO[J] GND . . s
(9 pimli HD_AUDIO1) yycs & 19) presences Se€s paneline baglanmast igindir.
our2 R——O|O—— mic_rer
(bk. 5.1, No. 20) S sense IS
our2_L O[O} our_rer
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PWRBIN (Gii¢c Anahtari):
Gii¢ anahtarini kasa on paneline baglaym. Gii¢ anahtarini kullanarak sisteminizi kapatma
seklini yapilandirabilirsiniz.

RESET (Stfirlama Anahtari):
Sifirlama anahtarint kasa 6n paneline baglaymn. Bilgisayarin kilitlenmesi ve normal sekilde

iden baslatil halinde reset (sifirla) diigmesine basin.

PLED (Sistem Gii¢ LED'):

Kasa on panelindeki gii¢ durumu gostergesine baglayin. Sistem ¢alisirken LED 15131 yanacaktr.
Sistem S1/S3 uyku durumundayken LED 15131 yanip soner. Sistem S4 uyku durumundayken
veya kapaliyken (S5) LED 15131 soner.

HDLED (Sabit Disk Etkinlik LED'i):
Kasa on panelindeki sabit disk etkinlik LED'ine baglayn. Sabit disk veri okurken veya ya-
zarken LED 15181 yanar.

On panel tasarimi kasaya gore degisiklik gsterebilir. Bir én panel modiilii, temel olarak bir gii¢
anahtari, sifirlama anahtari, giic LED', sabit siiriicii etkinligi LED'i, hoparlor gibi birimlerden
olusur. Kasamzin 6n panel modiiliinii bu baglantiya takmadan once, kablo diizenlemeleri ve
pim diizenlemelerinin diizgiin sekilde yapildigindan emin olun.

Kasa Hoparlor Baglantist SPEAKER Liitfen kasa hoparloriinii bu
_— DUMMY p
(4 pimli SPEAKER1) UMY baglantiya takin.
(bk. s.1, No. 18) +5V.
y
Kasa Bagli/Su Pompali Fan Bu ana kart, bir tane 4 pimli su
FAN_SPEED
Baglayicilari FANVOLTAGE_CONTROL | oeep conrroL SOBUtMali kasa fan baglayicisina
(4 pimli CHA_FAN1/WP) sahiptir. Bir 3 pimli kasa su
(bk. s.1, No. 2) T2 54 sogutmali fan baglamay:
planliyorsaniz, litfen Pim 1-3'e
baglayn.
Kasa Fani Baglayici 4 GND Liitfen fan kablosunu fan
(4 pimli CHA_FAN2) 2 FANVOLTAGE_CONTROL konektdriine takin ve siyah teli
3 FAN_SPEED
(bk. s.1, No. 6) 4 FAN_SPEED_CONTROL topraklama pimine baglayn.
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Islemci Fan1 Baglayict FAN_SPEED Bu ana kart, 4 pimli bir islemci
(4 pimli CPU FANI) FAN_VOLTAGE_CO:TROL FAN_SPEED_CONTROL

(bk. s.1, No. 3) 3 pimli bir islemci fan1 baglamak

1.2 3 4

fani (Sessiz Fan) baglayici saglar.

isterseniz liitfen Pim 1-3'e

baglayin.

ATX Guig Baglayicist Bu ana kart, 24 pimli ATX gii¢
(24 pimli ATXPWRI) baglayicisi saglar.
(bk. s.1, No. 5)

ATX 12 V Giig Baglayicist 8 5 Liitfen bu baglayici igin bir ATX
(4 pimli ATX12V1) OO0 12V gii¢ kaynag1 baglayin.

(bk. 5.1, No. 1) OO

Kasa Yetkisiz Erigim : Bu ana kartin kasa kapaginin
Baglantisi GND agilip agilmadigini tespit

(2 pimli CI1) signal eden bir KASA ACIK ozelligi
(bk. s.1, No. 15) bulunmaktadir. Bu 6zelligin

kullanilabilmesi i¢in kasa
yetkisiz erigim tasarimina sahip
bir kasa kullaniimalidur.

TPM Baglantist GND aND Bu baglayici, anahtarlar, dijital
(17 pimli TPMS1) Sipvsvizm: e sertifikalar, sifreler ve verileri
(bk. s.1, No. 19) o . giivenli bir sekilde saklama 6zelligi
LAD2 LADS bulunan Giivenilir Platform
SMB_DATA_MAIN PCIRST#
SMB_CLK_MAIN FRAME Modiilii (TPM) sistemini destek-
GND PCICLK
T ler. TPM sistemleri, ayni zamanda

ag glivenliginin artirilmasy, dijital
kimliklerin korunmas: ve platform
biitiinliigiiniin saglanmasina da

yardimci olur.
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BEICIE, TEHDETINC DUV TOFEMIEERZ . 4+ DTz 751 R TBHELTE
&, ASRock DL 71k Tld, IR47D VGA #1— FFEL T CPU Y —F—
ST EICHNFE T, ASRock U 71 http://www.asrock.com.

Q V—IR—FDf & BIOS V7 MUz I BRI &N B L Db 5780, CDV =2
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DA—IN—2 05— VD ER G A N—2 0 21, —E DY X
DEEOFET DT HESEZy F—N—20y 0 BE X TFLADPLRENS
oo, SRFADIR—3 2 FOFNA RIS EEEBYES, CEH
DEIETITo TSN B TId A —N—2 00 DICEBIHHADE A
RETDTT THESIES

t BIOS ZEEDFHE, 7> XA RA— /N~ o720/ 0 —Dig ], Y — R/ N—7r
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13 JvVIN—KE
TOATANME V¥ 8= DRESTHERRLUTVET, Vv 8—Fvy T HE
NHEEOTOBE Iy 8= a—h T, Jv>/8—Fr v TR
EoTWVAEWVEGEFIZE. Vv =R+ —TT9,

- %

Short Open

CMOS 7V 77T /78—

(CLRMOSI)
(p.1. No. 14 Bt

CLRMOS1 Z{#i>T CMOS NDT—2%Z 7V 7 TEES, U7 LT T 74Uk
RIEICY AT LISTA—=2—T2) Ly b BIciE, AV Ea—2—DEFEZYD,
BFDNSEIFI— R EHRNTITEEW, 15 BERF S TS Vv 28 —Fvy
ZffiFHLC CLRMOS1 L O¥ > 7% 5 i a— £, /272U, BIOS 277y
T F =R LIRS, CMOS #2717 LR W TLTZE W, BIOS %77 7T — kM4,
CMOS 27V 73 2R ERH UL, RNV AT LZKEI L, ZHhh 5 CMOS 7
U770 ay TR vy MR UTLIEE W, 78S AT— R, A, BER,
I—P—DF T H)V LT T 7 A )Vid. CMOS DEHMEIDI U THEIT DI,
WHEENZCTLICTHELE SN, CMOS ZZU T LIS T Vv i—Fyy
BT LTLIEE L,

CMOS 22V 7 9d5E, r—XDHDRHIE NS CEDBDFE T, LIgTD+—
Q SN2 5 2 R T — X R GER A TS I BIOS 47232 05 Clear
Status (R T —X X D) | THEEL TSIES U,



H370M-ITX/ac

14 AVR—ROAN\YHE—=¢AXT%

FUR— Ny L —ETRI5E 7 2 N—Tld b DEC A CHENY X —ET R
A DRINGZA 2/ N—F oy TR N TLEE N X =B L VAR HIE T
SON—Fpw THEHEBE, N =R — RICHPRED S CEDBDET,

SATFLISFIANY K — 1 TEIAA v F L, A
(9 ¥ PANEL1) HOLED+HOIOF PLED+ ¢ F- Yty R L, R
(p.1.No. 12 B O P e DYV TS T,
ReSET# 4O|Ot enD Y=Y DUVATLAT—
oummy 4O BAFTRT YT H DAY
A=ty FLET, r—
TV BRI,
¥YoO+e—IicgEDl
TLEEEW,

PWRBTN (GEHRAF):
Sy SRV DB A FACHHEL TSI 0, B 1w F2EH LT
SRTNEATIET BT E TEF T,

RESET(V&yFRX1F):

S SR ILD A2y F R4 FICHEREL TSIES 0 A2 E2—H—7
J—=X'L7zD), 185D LB & T TELVIFEICH, Uty X1y FEHLT,
I —X—E L F T,

PLED (X 7L # i LED) :

S =R NRIVDTBEPIR T— XX A > S — X — ISR LTSS S XT
LBEHE, LED DT LE TS S X 7A5Y 81/83 X ) — T IRAEDIFEICIF, LED
1SR FE To S RTLDY $4 R —TIRREE /= 1d F i 7 (S5) DE Fic ik,
LED (34 7T9,

HDLED ON—FRRZ4 77271871 LED)*
S =R NFILDIN= R RS 47 70 7 €7 LEDICHE L TLIEE 0 %67V —
RRZ4 7 D7 — 22 gi BRI D F 213 E AR U, LED (34N DF T,

I N2 IV T A AL =N TIRA B EEDBVF T, Filifl N7 ILE
Za—JUd, FICE W1y F Uy N1 F IR LED, ) N—FRZ17 7071
ET 1 LED, RE——5ED Sk ENE T, >+ —> Dl N7 IVE22—Ib
ECDNY X =T TSI BRDED Y TE, 2 DED L THIELS
BHLTOBEEZHDDTEE,
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U7V ATA3 AT R

(SATA3_0:
p.1.No. 9 &)
(SATA3_I:
p.1.No. 8 2D
(SATA3_2:
p.1.No. 11 &k
(SATA3_3:
p.1.No. 10 Z{D)
(SATA3_4:
p.1.No. 16 Z{D)
(SATA3_5:
p.1.No. 17 &k

I—1
[—I

SATA3_5
SATA3_4
SATA3_2 SATA3_0

SATA3_3 SATA3_1
|—]
[—I

TN56 DD SATA3 AT A—
1. F2 6.0 Gb/ B DT —Ailig
EHETHEARL = 7N
A AFD SATA T—R7r—7
W R—hLET,

*SATA X4 7" M.2 /31 X TM2_1

ZAEH L TS Y7503, SATA3 113
HENCZDFT,

USB 2.0 N\ & —
(9 ¥ USB_3_4)
(p.1.No. 13 &)

DUMMY
GND GND
P+ P+
P- P-
USB_PWR USB_PWR
1

ZORYP—FR—FIclE 1 DD

USB2.0 N\ X —EEiiE T
WETF, TOD USB2.0N\yH—
1.2 DDR—bEYR—bT
EEX

USB 3.1 Genl "\ —

(19 ¥/ USB3_6_7)
(p.1.No. 7 ZH)

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

ZOXYP—HR—RIiciZ1 DD
AR —PEfFENTVET,
T USB 3.1 Genl "\ A —I{Z,
2DDR—MeR—FTEET,

AR VAS S et
AR — !
) MIC2_L Lo[o]
(9 ¥ HD_AUDIO1) wic2_r 0
OuT2 R tO|O+—— MIC_RET
(p-1.No. 20 ) J_SENSE—JO -

out2_L —O|O— OUT_RET

TONYE—IE, TV hE—
TAFISHICA—T 1A TN

msences A AEHERES BIDOEDTT,




H370M-ITX/ac

PWRBTN Gl A F) :
S — I N R IV DEIRR A FAERE L TLIEE 0 IR A FEEHLT, >
RTNEFTIET B Ik w7E TEFET,

RESET(V&rFRAF):

S =R NI DYy F Ay FACHERZ L TSIEE e A2 —H— T —X
L720, i DB £ T TEL OB EICIE, Ve N X1y FEfL T, > Ea—
H—Z B L F T,

PLED (R 7Ll LED)

S = HE N R IVDEPFIR T—RRA > D —Z— IR L TSTE Sy SR TLB
i1, LED 54T LET, S X 7AH581/53 XU — T IREEDGEICIF, LED 1355 7%
FEIE T, SR TLHYS4 X —TIREFE e ld F A7 (S5) D& EIcid, LED 347 T,

HDLED )N—FRF517 727 ¢E7r LED) !
S =R NRIVDIN—FRZ 4770 71 €T LED IC##E L T/ES 00 /N—FF
FA T DT —RE G RIRD F e ld E ZARHUC, LED (34N DF T,

FIT NI T A ANE, A=A T B CEDBDET, Rl NFIVES 2 —
JUSE, FICEIR A F Uty P14 F B LED. N—F R 177071 ETr
LED, RE—=l—GED SR INE T, >+ —> Dl N2 IV EZ 2 —)bEE DNy
L= BT DL AN, FURRDED 2T, B> DED G THIELSEHRL T ETE
EHEDDTEE0,

=A== —"\w SPEAKER =Y A== T DN\
R— DUMMY R LTI E N,
N DUMMY
(4 ¥/ SPEAKER1) oy
(p.1.No. 18 ZH) !
“/'\”‘_“\/ / ryﬂ"_‘ﬁ‘_‘iﬁ FAN_SPEED C@?“‘f‘_‘df\‘_‘l\‘ci\‘l E\/ﬂ(
N N FAN_VOLTAGE_CONTROL N . N
VT Ty aARTER ND | |PAN-SPEEDCONTROL gi%s /3y — 3/ 7 L/ A7 Rz
(4 ¥ CHA_FAN1/WP) BHRLET, 3Dy —Y
(p.1.No. 2 B e Yt — R —T— T 7 I
FiI BB BV 13 1cH
LTI,
=TT ARG R— oD Ty r—TIWE T 7> aAxy

FAN_VOLTAGE_CONTROL g‘—&:*%ﬁb‘ %%ﬁa T_Zto

FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL :/ia‘:/a\;bJé—'(<fcgb o

(4 ¥~ CHA_FAN2)
(p.1.No. 6 ZIR)

NS
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CPUTT7YIARTE L\ oimoe commor CORYP—R—RiF4E

(4 ¥ CPU_FAN1) o | [TREERETE cpu Ty (ST 7)) ARy

(p.1.No. 3 BI) — SPERENTOET, 3 Y
D CPU 77> ki d 256
I BV 13 1T LT
YA

ZOYP—R—RiZ 24 &
ATX BRI T ZH I N

ATX ERIRT 2
(24 ¥/ ATXPWRI1)

(p.1.No. 5 ZiR) TVET,
ATX 12V &I 7 % 8 o 5 ATX 12V @B DRI R
(4 ¥ ATX12V1) HEEN ICHERLTRIEE W,
(p.1.No. 1 B I
J=AAL Y a—Yay , CORYP—R—FETr—
/\\yﬁ‘-— | ano 117 \-—fj‘ﬁﬁ”";ﬂfCC&TZ*ﬁ
Q¥ cn) 195, A — A B AR
(p.1.No. 15 B &) ZHR—hLE T, TOHREIC
|E R S 2N = D
WA SNz v — his
WY,
TPM ™\ &“‘_ GND GND COART RN T AT ]\70
(17 ¥ TPMS1) ool TYR A —LEY2—)L(TPM)
(p.1.No. 19 Z) sololote  YATLEYE-PLEL T
o oATA e oo ZVEEHE SAT— R, T—4&
swe-c AN QIO TR B RICRE T HTEMNTER
i T TPM VAT LI E 2, 2w b

T—=0tFa) T4 65D TV
ZOVEEAEZREL, 7T b
T4 — LN RAELE T,
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H370M-ITX/ac

1 &

S T 5K AR B H370M-TTX /ac 4R » 172 A AR B — DT 4% ot P A e A P O 1
REFISERIEMR o EFRMIT & 1 B TR AN AN AR ERTRS R i 1S BUERE -

Q HFEHRAFER] BIOS EHFRIREC T + Bt » K30 IAI 2 AT RE A HERT L »
RITTEH] ° WIRFASEEFTIEL » T EATHIRAAF R AT TE A L -
HN T2 FINHTEAT © WIRET LG FHAIRATEEARTLFF » G55 H AN THT
IS LI TREAT A B 9158 o Fith A] LITE#EE R [ #EEIRHT VGA 71
CPU 157 o HERAL http.//www.asrock.com °

1.1 8%E

o B H370M-ITX/ac £ (Mini-ITX &R )
o AEEEH370M-ITX/ac RHZZIE S/

o B H370M-1TX/ac S EFEHL

« 2x BT ATA (SATA) $ifsk (1%E0)

o 1x /O MR

o 2x THE WiFi 2.4/5 GHz K£% (3%15)

o 1x 22 (ft M2 FREEMEA) (M)
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1.2 ¥t

CPU

SHE

RE

¥t

B

Mini-ITX ##& R ~F

R 8 {X Intel® Core™ AbFHES (FHFE 1151)
Digi Power design

6 R

S7#F Intel® Turbo Boost 2.0 A

Intel® H370

Y388 DDR4 NTERA

2 x DDR4 DIMM f##

7+ DDR4 2666/2400/2133 JE ECC » JEZMNTFE
Z#f ECC UDIMM fF#5R (FF ECC fR=CHR(F )
THRAGNFERAEE ¢ 32GB

7 FF Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
DIMM FfEH 15 10 <fil

« 1xPCI Express 3.0 x16 {fif (PCIEI : x16 15z )
* 375 NVMe SSD FfERE Bh 7%
« 1x HEH M.2 Socket (Key E) » 4 WiFi-802.11ac &tk

(EF1o k)

HE GPU R4 BE 23  S2£F Intel* UHD Graphics N E AL
FVGA Hith -

S7FF Intel® UHD Graphics PAVE AL : Intel® P [ 714 »
KH AVC ~ MVC (S3D) #1 MPEG-2 Full HW Encodel ~ Intel®
InTru™ 3D - Intel® Clear Video HD #7K ~ Intel® Insider™ ~
Intel® UHD Graphics

DirectX 12

HWA 4ifi5 / fZi : AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8-bit ~ HEVC/
H.265 10-bit ~ VP8 ~ VP9 8-bit ~ VP9 10-bit ( {XfEfE ) ~
MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ({XfiEfH )



H370M-ITX/ac

o 3 A A LT 0 DisplayPort 1.2 1 2 x HDMI I

. TE=ZHETRE

o S HDMI » K0 HEZR 1] 5K 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

o T7FF DisplayPort 1.2 » Fe R HFHZRIK 4K x 2K (4096x2304) @
60Hz it

o Ei HDMI Ui (FREFRATH) HDMI R7Rds ) SZFF Auto Lip
Sync ~ Deep Color (12bpc), xvYCC 1 HBR ( =i 28 &4l )

. i#id HDMI Il DisplayPort 1.2 #fif 132 ff HDCP

« it HDMI Fl DisplayPort 1.2 Jiii [l 375 37 #F 4K #B&1F (UHD)
I

=5 o BENERIIIRENT 7.1 CH miE &4 (Realtek ALC892 FHf
YRS e )
* EICE 7.1 CH miE a0 > 75 260 F s Rl I AR A e &
SARENTE Fr JE F 2 SEE H AL RE o
o {7 Blu-ray HHIF
o SCEFHIRRTT
« Nichicon Fine Gold 2% & 4l FLZF

LAN « Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
« 1xGiga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
« TFF Wake-On-LAN ([%_E1fE )
o SCRFEEFR /ESD fR7
« Z¥F Dual LAN with Teaming ( W{A-RRAILEEE S ) *
* Windows® 10 RS2 PL_E 374 Teaming ©
o SZEFEBEALAIR 802.3az
o §FPXE

Fe£k LAN o Intel® 802.11ac WiFi f5#
o SZFF IEEE 802.11a/b/g/n/ac
o STEOUIEE (2.4/5 GHz)
o FEFERE 433Mbps BT LG E B
o 77 Bluetooth 4.2 / 3.0 + (&% Class I
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[EEHR 1/0 o 2x REImO
o 1xPS/2 EFr / BN
« 2x HDMI [
« 1x DisplayPort 1.2
« 2x USB 2.0 % ( %5 ESD {14)
« 4xUSB 3.1 Gen2 A F7Uiii T (10 Gb/s)
« 2xUSB 3.1 Genl #ii[d (SZFF ESD )
« 2xRJ-45LAN U1 » # LED (ACT/LINK LED #[ SPEED
LED)
o I EIHETL - BRI / BT e 1 X

=i « 6x SATA3 6.0 Gb/s $£[11 > ZF RAID (RAID 0 ~ RAID 1 *

RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel Rapid Storage Technology 15) *
NCQ ~ AHCI FIFASER *

“HNER M2_1 1% SATA 1 M.2 1% &5 ] » SATA3_1 FFZEH] -

o 1x % M2 0 > HFF M Key 258 2230/2242/2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s TEHF M.2 PCI Express fit (215 Gen3 x4
(32Gb/s) ) **

© FHF Intel® Optane™ A

o 3745 NVMe SSD FI{EE Eh4E

> IFHEE U2 B

0O « 1xTPM
o 1x WA A
« 1xCPU WFEEET (4 1)
* CPU MUR#E SR 1A (12W) DIZER) CPU KU ©
o IxHIFENEED (4 £)
o UxHLFE /KNG EED (4 #1)  CERRENXGEEEH))
“HURE / KR RS B = 2A (24W) THEREGZKIG XU
* CHA_FAN1/WP A] LLE ZhHa 3 A3 4 #HI XU R S EEA -
o 1x24%F ATX HIFREEC
o 1x 8% 12V HLJFEE
o 1 x B S
« 1xUSB2.0#0 (37FF 2 4 USB 2.0 i » S7FF ESD (#7)
+ 1xUSB3.1Genl #2#l (37§72 1> USB 3.1 Genl ¥ »
37 ESD (7477)
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H370M-ITX/ac

BIOS « AMI UEFI Legal BIOS » Z %155 GUI
IEE R « ACPI 6.0 3 MR
« SMBIOS 2.7 37 £f
« CPU ~ DRAM ~ PCH 1.0V ~ VCCST ~ CPU N PLL HLEZ X

EE o WREERM - CPU ~ HLF ~ WU / KR
o NUBFHIT - CPU ~ HLAE ~ HLAE / KR XUE
o BENE (RIE cPu iRE H I EENFENEEE ) : CPU
HUFE ~ HLFE 7 KR
o KBS MCEEE] . cPU ~ HUAE ~ U8 1 KENG
« CASE OPEN (HLFEFTH) &
o HJEUAFE © 4+12V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore

BERG Microsoft” Windows® 10 64-bit

N . FCC~CE
o ErP/EuP ZFF (FTFEHF ErP/EuP HIHEIR)

* BRI AIEE o TEVIIAIEA T ¢ http://www.asrock.com

A TN REEEIT A F—E RN » @15 1H% BIOS 1E + W/ “HHIEBHHEA"
BB =TT I T A © EHIFTRE 2 RANTEIR AT ELE - BN RGHTA T
TR AT o AT TLLEER E 8 WIS ATE A& A © Zofl 0 i T8
BEZH T T T
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1.3 BkZigE

B B AN BBk - REBREIB SRR LR EA > PRk R - AR
SREHI B SRk EE - BkE UTRET -

O W

Short Open
i CMOs Bk
(CLRMOS1) 2 5Tk

(1T FH1a 1)

CLRMOS1 R VFIEERR CMOS HfyEdE - BHERFIEE AR S HEIEE

B AERAITTEAL o EIR E T IRk o F% 15 B o (A BLERIE R
CLRMOS1 _EAVEHIIEEE 5 7 o (B2 » 1E2)1EE#T BIOS J5 ZELER CMOS °
R EETENTER, BIOS B HTGIERR CMOS » ML B/ » HIEXM
JEEHUTIERR CMOS #21F < 18R » %1 ~ B ~ IRFIAE P BOABLE S
HIEHEIT CMOS HLMlfE & 1E R o 0 HE7EBRR CMOS [EHL T Blekig

ATRAEDESR: CMOS » BLFEFTFF 2 M Z] 75 BIOS AT “Clear Status” (15
BRAES) IR SR ET— T A RA XS HTIE R -
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1.4 IREFERIFNIE O

WREEMFIE O TRBZ © T BB RE X LELIATE L] L - FFBkECIE R
BB T AF XS FHCE IR NS

RGN 1 FEAR R A FTSYL -
(9 %t PANELL) oo IO P U B - R
(BT B2 ) TSI rarne TFEFIRGERE AT 1

ReseT# O[O} eND IR o TEiEREE
bty 1O RV T IE GUFH A -

I LAEHT AT HIFIT R o JTA] LU (G IR TT R TR G 777

RESET( EEHFX) :
EBEIHAGHTER_LATEETF » AIRITEYIEYL » T A TIEH BATEE) »
HEETT XEFTE TR -

PLED( F%EELED) :

ELEEAERTETIR LHTHEIFASTETAT © %G1 FHFRT » I LED 528 ° %4
LLTE S1/S3 FEHRAXZSHT + M LED [AMF o LT S4 BERRX S BCHPL (S5) BT »
It LED 48K »

HDLED( ###3;&5) LED) :
ELEEIPLFERTIENR HIRERLIE S LED #57AT © MR IETEEANEC S A SHERT + I
LED FZitt °

BT TR G TR AT ST © BB - Z I i ¢ ~ BETT
X~ HUF LED ~ EALIES) LED #5747 ~ HIFas3 b g ERIE A E I
TEWIAT » BFAEL T A FIET B 2P IE R OTP

Q PWRBIN( BEF) :
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ERAT ATA3 211
(SATA3_0:
WE1TT > o)
(SATA3_1:
WE1TT > He)
(SATA3_2:
WEL1T, i1 h)
(SATA3_3:
WE1T, &Hio1)
(SATA3_4:
WE1T, Hie 1)
(SATA3_5:
WEL1T 17 1)

[——1

SATA3_4

SATA3_3 SATA3_1
|—]

(I—
[—1

[—1

SATA3_2 SATA3_0

X757 SATA3 B2 i &
6.0 Gb/s HUR & HE AR AT
TEME % &1 SATA BiifEs -

* Q1 M2_1 1% SATA 7 M.2 1445 /5
JH + SATA3_1 15155

USB 2.0 #f#
(9% USB_3_4)
(ME1T > FE131)

DUMMY
GND GND
P+ P+
P- P-
USB_PWR USB_PWR
1

HFEWR EB— UsB2.0 £ -
It USB 2.0 2RI S350 455 1 o

USB 3.1 Gen1 £
(19 %1 USB3_6_7)
(MEL1T-E7 1)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-

IntA_PA_D+

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

:

It FHe =B —1-E20 - It USB
3.1 Genl F2HHI AT ISZIF W ity
o

BT T A !
MIC2_L S1o] oD
(9 ¥t HD_AUDIO1) ., ¢ - ow
(LA 171 5 20) OurzR——O|O——MmIC_ReT
X J_SENSE—IO
OUT2_L—O|Of— OUT_RET

BB T s
FRTE MR -




H370M-ITX/ac

6-2 PWRBTN( HEF) :
FERERIFERTIETHR EATHIRFF S o BTa] LU B (IR TF S S TR SR T 2

RESET( EEHFX) :
EBEIARRTIER LATE BT » ARITEYIEYL » T TIEH EATE) » £ E
BIFKEREZ)THLL

PLED( F%#ELED) :
ELEEPFGHTEIIR LATHEIFSTETAT © RGHEFFRIERT » I LED J# o RSELTE
81/83 FEHRAKSHT + M LED [NA o AL E S4 FEARIAE B P (S5) A I LED 8K »

HDLED( #8#i%3) LED) :

ELEEIYIAERTIEN_LATRE RG] LED 6T AT © BERLIETE BV G A S04, » I LED
FERE ©

BT ARG T IR B AT 57 © AT E B E I HIFTT X ~ BEITX
H LED ~ f#1%5) LED #5 AT ~ #/as <5 o 150l FE AT R G Z I B, -
HBIREL LRI A AT L ULRL

WA SPEAKER IR S R
(4 %1 SPEAKER1) DUMMY
(WE1T H184) o
1
LA /AR L voummor conrasT® M ERHREE— A 4 $REHLAE
(4 %t CHA_FAN1/WP) oo | [HSPEEEONTOY RURELT o AT B 3
(REF1T> H2 ) SRR KR IR - BT

1.2 3 4

FEHE 1-3 ©

HlAEXUmEE ! eNp RN R ST BRI XFEE
(4 lf_‘l‘ CHA_FANZ) 3 FAN:SFEED - #1%52@@6?%1;@%1‘%” °
(MEB1T Hei) 4 FAN_SPEED_CONTROL
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CPU X1
(4% CPU_FAN1)
(MLE1TT > HF3 1)

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL

GND

1.2 3 4

BE MR 4 #F CPU MU (B

FAN_SPEED_CONTROL _..

B F0 o AR EOE
23 5F CPU M - IERHEE
EEFI 1-3 -

ATX HJREE
(24 ¥ ATXPWR1)
(ME1T - Hs51)

L AR AL 24 £ ATX FRITEE
[

ATX 12V H B 8 5 B ATX 12V BFEREE I,
(4% ATX12V1) NN el e
(810> 81 1) L)

HAEE A 1 I F 47 £ CASE OPEN (#]
(2%t cn) FEHTIF) FRIITIRS - ML
(W& H154) EETIRT o WA BEER

FR8 AROIIRE LA o

TPM I e e B2 157 FF Trusted Platform
(17 ¥+ TPMS1) s_PwROWNE Module ({F{EFEEHE
(W17 H194) S o TPM) %% » A LIZe R iz h

e onrn o 1S Gl oamers S BFIED ~ BILHIEER -
sws_cUCHAN JOIOFFRAE  Tp 1 2 gt T L) AR BT R 2%
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B {5 B SR EFRR

FARRER R THRAE B MG R PRI E L B S)/T 11364-2006 THLT
(R MH RGN SRR ) > B E R ML TR » #ELIAE R & B8
R ERNE S Y BT RN EUR A SN B ZE AR T PR RS R G B
NG ~ W P&l IR EAHARR o (K SRR o SR A i 2 FR RS AR
FEWE—ZR o B—hZ TR 52 R E AR o mtaT st Ei 2
PR IAR S 10 4F -

10

AFSAEYRATENBHRREERA

AR T BRI SR R A E VR BT R AR R B - E SR A%
R o

R HEYREITE

Ht (Pb) f#f (Cd) | K (Hg)| /<14 (Cr(VID) BB (PBB) %15k (PBDE
ERIHL B
g | <~ | 9| © o o o
INEE B
mopeit | X | O | O 0 0 0

O: ZonZH B A EYIFAEZAEFTE R & BIITE SI/T 11363-2006 FRAERLE
FIREZRLIT -

X: R E R E EVNE DGR T i & BB S)/T 11363-2006 i
HUEHIFREEOK - SRZER AT G R EERE + 2002/95/EC HIRLYE ©

&L WSR2 R ERER - RIEERES EAMRIT ©
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[T TR E 25 H370M-TTX /ac EHMR - A EMIEEEFIS R ERUE - B —EEHG
(SHRRTTTSEAE T o A SERT ARG T AT R IR B R IRE - e R IF o HE R IS R
FHFERI A ©

R EBIHFE e BIOS BABRTREG T » FTLIR X (N BAIEEE » 15
TTABA ° MIAEEETIE » O] EHEENS TG EFIRAE » TFIEAT »
F T BB L AR T 1% » 75 L Z TR AR 1 B R A 2
FEE BT o FEtl A LIAFFEEHAEH EIRATHT VGA F R CPU 1%/ H
TEGTE http://www.asrock.com.

1.1 BEASR

o HEEE H370M-ITX/ac EHEHT (Mini-ITX R 5T)
o T H370M-1TX/ac PLl 24T R

o FEEL H370M-1TX/ac S4B ERE

o 2x Serial ATA (SATA) BEHEMR ()

o 1xI/O ERINE

o 2 x ¥EH WiFi 2.4/5 GHz K#R (GEH)

o IxUEH GEAMN M2 ) GER)
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1.2 /%

& « Mini-ITX R~
CPU o ZIEE 81X Intel® Core™ JEHEES (Socket 1151)

» Digi Power design
o 6 NG
o 1% Intel® Turbo Boost 2.0 iy

I=)=¢:| o Intel® H370

EoiEEe . #5558 DDR4 S0 {E BRI
« 2x DDR4 DIMM il
. S77% DDR4 2666/2400/2133 JE ECC ~ A% a0 1E HE
« 4% ECC UDIMM CIERERH (7RIF ECC R E(F)
o BRRHMELIEEE R : 32GB
« SZ#% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
o 15 u FFEHE SR

EFRIEE « 1xPCI Express 3.0 x16 ffif§ (PCIE1 : x16 53X )
* SCHE NVMe SSD 1F £ B RARE
o IxHEE M2 ffifE (Key E) » 4 WiFi-802.11ac A (TEZE
1/0 k)

BETE . [EfRES GPU HIBEEEAR A 7] 324X Intel” UHD Graphics

Built-in Visuals 52 VGA #i ] o

« SZ#% Intel° UHD Graphics Built-in Visuals : ##f1 AVC ~
MVC ($3D) F MPEG-2 Full HW Encodel ] Intel® =35
R [EP LT ~ Intel® InTru™ 3D ~ Intel® Clear Video HD
Technology ~ Intel® Insider™ ~ Intel* UHD Graphics

o DirectX 12

« HWA fff5 / f#ff5 : AVC/H.264, HEVC/H.265 8 filJT ~ HEVC/
H.265 10 fiZJT ~ VP8 ~ VP9 8 {iZJT ~ VP9 10 fiJT ( {HfEHE ) ~
MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ({#f#5 )
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o Z{EEF R HSEE © DisplayPort 1.2 B 2 x HDMI 38z

o YHESHETES

o TERETE 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz ffHf B HDMI

o BE S0P 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz fiEHT R
DisplayPort 1.2

o PR HDMIEEHE (FHZR HDMI Bithigs) #Y Auto
Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC F HBR

(mfezesEat)
« 1% & HDMI . DisplayPort 1.2 3H 5 HDCP
« EE(H ] HDMI ¥2 DisplayPort 1.2 T 4K Ultra HD

(UHD) &k
E7 « 7.1 CHHD Hil& N AR (Realtek ALC892 FANIEIBRT )
e
* HEFRGE 7.1 CH HD Al » WA A HD BiiE il » It
FEE N SREn A R 2 B E S AR
. EPEEDSLEENS R
o XIREWRE
« Nichicon Fine Gold ;A% F 2 E 4
LAN « Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
« 1xGiga PHY Intel® 1219V ~ 1 x GigaLAN Intel® I211AT
o KEEAERE AT
o CIRER FHERE
o ZHEH LAN I Teaming JIHE *
* Windows® 10 RS2 F L 7% Teaming DIRE ©
o SZ#% Energy Efficient Ethernet 802.3az
« X PXE
W LAN « Intel® 802.11ac WiFi f54H

o ¥ IEEE 802.11a/b/g/n/ac

o ZHREESH (2.4/5 GHz)

o TR ENE 433Mbps 1Y R AR ER
o 71% Bluetooth 4.2 / 3.0 + Ui Al 11
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#iER 1/0 o 2 x RAGEEE
o 1xPS/2 ¥ B/ Sl LR
« 2 x HDMI j##E
« 1xDisplayPort 1.2
o 2xUSB2.0 HEHR (FIRFFERE)
« 4xUSB 3.1 Gen2 A JARIHEE (10 Gb/s)
« 2xUSB 3.1 Genl :##ER (ZIRFFERE)
« 2xRJ-45 LAN JE$5 » & LED (ACT/LINK LED J SPEED
LED)

o HD FUAEL : FREsE A BT EMWY 287 m

BERE « 6xSATA3 6.0 Gb/s f£IHZZ & RAID (RAID 0 > RAID 1 °

RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel REHEETFHAT 15) ~ NCQ ~ AHCI
J B *

* 7 M2_1 By SATA FEAUR) M.2 85845 » K& 1% SATA3_1 °

o 1x Ultra M.2 ffifE » 3728 M Key Bl 2230/2242/2260/2280 M.2

SATA3 6.0 Gb/s TAHEL M.2 PCI Express 1540 (5 5] 3E Gen3
x4 (32 Gb/s) ) FEHU

** 1% Intel® Optane™ il

T FE NVMe SSD {E At TR

> SRR U2 B

=05 « 1xTPM HEgt
o 1x BEEEPIEEDEET
« 1x CPU 5 ##5H (4-pin)
* CPU Jal R EEFE T PRI & 1A (12W) B THZRRY CPU JalG ©
o 1 x BRERJE R TR (4-pin)
o 1x B IRim BT UG EETE (4-pin) (RYEER T )
*FRER /K B LR BEE SRR B R 2A (24 W) BB DI K i

JEG
* A5 3-pin B 4-pin R A » 7] 3 #{EH CHA_FAN1/
WP ©

o 1x24 pin ATX ZEJF#H

« 1x8pin 12V FEJFETE

o 1 x R E AR

o 1xUSB2.0 HEST (4% 2 ([l USB 2.0 ;8 Bz ) (IRFFEEE)

o 1xUSB3.1 Genl #ET (374% 2 Il USB 3.1 Gen1 JHH#H )
(LIREFERE)
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BIOS IJkE « AMI UEFI Legal BIOS &% 38 GUI &
« ACPI 6.0 FF & IARE H B B
« 1% SMBIOS 2.7
« CPU ~ DRAM ~ PCH 1.0V ~ VCCST ~ CPU A PLL &% &
Bk

fEpaEsaE o REREHE : CPU ~ R ~ B K B EUR
o JETEHET ¢ CPU ~ BERE ~ BREE IR B RS
o FRFEEE (IR CPU IRE B EhFise ikt Mm% ) : CPU ~ £
B L KIS BRI
o JERZ EHE S - CPU ~ B ~ BEER OKGS EIRER
o BEERRARUEH
o FEFRESPE 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore

{EER#R Microsoft® Windows® 10 64-bit

R « FCC~CE
o ErP/EuP ready (ZEEL{ifi ExP/EuP ready ZEIRHEFERT)

* YIFF ARG E R o+ 75 L FAPIHIRES, ¢ http://www.asrock.com

é FHISALBAE - BN A] FEE L B2 B b » o (% %% BIOS HIHYZE ~
TR E] IR B (/1 157 7 G AR LR o BEVE T E & BT AR E
1 - B R E G AR 1 RIEEE B - L E 1T A IS EmbE Rk
I o Bl TR RIEART &I T FEIR T B BT
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1.3 BHERERTE

[E IR E BRI T 20 o B BRERIE SR AR - BZBkAR S THERE D o B
HERIEEES I L > B2k THIRL -

O W

Short Open
&l cMOS PR
(CLRMOS1) 2-pin Big

(FEZHE 1 5 - #RE 14)

AR FH CLRMOS1 EFR CMOS FHRE R} © 35 BHE IR K A S EUR TH
FAE o RHICHAPHEENSE R - PRI T BRI IERRABEIRAR  fEEA 15 % 0 &
{3 PR HRIEEE CLRMOS1 Y pin ZTEEAY 5 7 AN » FE-NETEFE T BIOS 1%
TLANERR CMOS ° #EFTAEFH BIOS 37 BliERR cMOS » BILL/ESE EHTHL
IR - ARRINEITIERR CMOS BERTRIR - 35 ER - HATERH cMOoS &
MIRFA ENEBRES ~ HI ~ RER R & TR E S © 352FED » B TR TR
CMOS %L Mk -

EETE IR CMOS » TTGE G IR EIREE AR - 77755 BIOS #7H [EIRKaES »
IR SE IR AR ©
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1.4 TREBFETRIZEE

WREHE R LT TRBUIR © T IIFHRITETES LS RIETAL - HBkiRIE
BRI » fFREH LYK A R Z 1R -

AR LU T B # IS 1S

- PLED+ R FRYEIRRARY - 3%

r PLED-

s BB R SR A f 7

QIOIOIO

L enD BELHER o fEEEMTR

AR R !
(9-pin PANEL1) :gi“;* S
(FE2HE1E - Wok12) onp 1O

RESET# 1O
pumMMY 40O

ZHFREEIE A S -

Q PWRBIN ( IR ) +

BLEE R AT TR LHIEIFGART o AT E (6 AR FARAI i B IRAT 772

RESET ( #2/iI#) -

BB AT LA B AR o 2 B e A A L TIE i AT » # T

R ERTRE BN ©
PLED ( ZA#%# i LED) :

BRI LA BTN EHTTAE o RACIETEE(ERT » I LED @72 © RAT
A S1/S3 HENRIXEERF » LED ErFFBPTAE  RAEA S4 FENRIXEESLRIRE (55) FF -

LED /5 °

HDLED ( /%% LED) :
R AR AT ETIR AR %8 LED

o BERRIETERA A EFIF » LED BIEHE

BREATHTE 7727 25 B 1A © BTN £ 2@ 1 IR ~ BB ~ IR
LED ~ BEREIEE) LED ~ WU\ R R MAEEHL - ARl TR AR E e I AR

A TEE (TR Rt IR ER IERERATT ©
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Serial ATA3 B20H

(SATA3_0:

FH2EELE W)
(SATA3_1:

FH2HE1HE W)
(SATA3_2:

FH2HELHE W)
(SATA3_3:

F2HE 1 HE  #WEE10)
(SATA3_4:

FH2HE 1 HE W 16)
(SATA3_5:

FH2HELHE W 17)

o =R
2 l ]
&

o 1= =

[—1]
[—1

SATA3_2 SATA3_0

SATA3_4

I——1

SATA3_3 SATA3_1

SE/5HH SATA3 BEUEEE 1%
P ERREFAEERY SATA &
FBHERR » &= ] 3E 6.0 Gb/s
Z EHEER 2R o

*F M2_1 %5 SATA ZH7HT M.2
HEE NG IFEIE/H SATA3 1 -

AL

\
.

USB 2.0 HEST
(9-pin USB_3 4)
(GE2H%E > Hwhk 13)

DUMMY
GND GND
P+ P+
P- P-
USB_PWR: USB_PWR
1

I E R B —{E USB2.0
HESTF © It USB 2.0 HESHS
A S PR A EE R o

USB 3.1 Gen1 HESf
(19-pin USB3_6_7)

1208 B = [ 2 5
Ut USB 3.1 Gen1 #ESHE AT

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
o p IntA_PA_SSRX+ GND - . i
(FEZHEE1H > W5 7) ovofO[Ot mape st ST IR PN {E[EHLIEIR ©
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
:
AR B A HEET ! AHEETE A i A AT e
. GND S -y
(9-pin HD_AUDIO1) presences B2 A I EF R
( ﬁfﬁag 1 E %ﬁ%}" 20) OUTQ R —— MIC_RET
J_SENSE
out2_L — OUT_RET
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PWRBTN ( i )
LR R TR LHTEIFGAR o FRIZE [ B IR HRRR A1 B IRHT 75 2

RESET ( ##hH)

BB ATE LA EZ R - & BN AL B TIE BT » # T Hi’
AR AT ERTRE) BN

PLED ( %% 7E i LED) :

BB AT TR LHIEIFAEITTAE o AHTIETEEFRF » I LED GI2EE Rl
A 81/3 IENEIRTEERT + LED EFFHHHE ° RAtEA S4 FENGIKEEZRALE (S5) hF » LED

HDLED ( &%) LED) :
PR BRI ETIR LHIBEREZB) LED © BEREIETE-EE S A BFHF » LED B2 o

BRRHATAT B 7 & B 1A » BT 2R 1 IR ~ EFAR ~ IR
LED ~ (F%8) LED ~ W\ R A EEEHL - HFEER AT B AL E RIS -
FAEE MR R IR EFIERETATT

HERE I HES SPEAKER AR AP GE R
(4-pin SPEAKER1) Eﬂm HEgt o
(GEZ2RE 1H > W% 18) 5y
1
BE /K EREREE a voumee commor | A BEHRAL i — & 4-Pin

GND FAN_SPEED_CONTROL

(4-pin CHA_FAN1/WP) IR R REEE o I
(E2ME1E > WE2) — SRS 3-Pin HELKIE
VG > FEEE Pin1-3 ¢
R R i[O} ene R R E AR
(4-pin CHA_FAN2) E@EXZSQ‘;‘”’”M $EBE » Al L R
(EBMFE1H > fiFe)  LOrmvsemcomo g




CPU Jal 50

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL

(4-pin CPU_FAN1)
(E2BEE1H > fRYE3)

GND

1.2 3 4

FAN_SPEED_CONTROL

A EREIEL  4-Pin CPU
B (EE RS ) B o
FIEEE5EEE 3-Pin CPU
JEG » #4%E Pin1-3 °

ATX FE IR
(24-pin ATXPWR1)
(FEZHE 1H > R s5)

FEREMBC N —#H 24-pin
ATX B JREZHH ©

ATX 12V EFETE 8 5 G ATX 12V BIFEZEI
(4-pin ATX12V1) Lo S o
(FHEME 1 E B L)

AT et : K EHEATAE THEAREA
(2-pin CI1) IES Bi 1 {EBITHAS » AT
(GE2MEE 1 E 5% 15) ’ BN RTER - B

[EFIATHAS » BB BT
PR A (53T

TPM it wofoCtew  HWETEIBISHET GEM
(17-pin TPMS1) e o IOT T TpM) 0 ATREEETE
(H2EE 1 E W9 19) or . G~ BB ERERE

oo S OIG % o TRM T th
s cucumn O[O rwie g (Y B % % ~ AN B

AHEE P TEEM: -

H370M-ITX/ac
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Spesifikasi
Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Grafis

Bentuk dan Ukuran Mini-ITX

Mendukung Prosesor Generasi ke-8 Intel® Core™ (Soket 1151)
Desain Digi Power

Desain 6 Fase Daya

Mendukung Teknologi Intel” Turbo Boost 2.0

Intel® H370

Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

2 x Slot DIMM DDR4

Mendukung DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, memori tanpa
buffer

Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam mode
non-ECC)

Kapasitas maksimum memori sistem: 32GB

Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15u Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

¢ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:x16 mode)
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
e 1x Soket M.2 Vertikal (tombol E) dengan paket modul WiFi-

802.11ac (di bagian belakang I/0)

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

Mendukung Intel” UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick
Sync Video dengan AVC, MVC (S3D) dan MPEG-2 Full HW
Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology,
Intel® Insider™, Intel* UHD Graphics

DirectX 12

Encode/Decode HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/
H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (hanya Decode),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (hanya Decode)
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Audio

LAN

LAN Nirkabel

Tiga pilihan output grafis: DisplayPort 1.2 dan 2 x port HDMI
Mendukung Tiga Monitor

Mendukung HDMI dengan resolusi maksimum hingga 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

Mendukung DisplayPort 1.2 dengan resolusi maksimum hingga
4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz

Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc), xvYCC,
dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI (memerlukan
monitor yang kompatibel dengan HDMI)

Mendukung HDCP dengan Port HDMI dan DisplayPort 1.2
Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port HDMI
dan DisplayPort 1.2

Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek ALC892
Audio Codec)

* Untuk mengkonfigurasi Audio HD 7.1 CH, modul audio panel

depan HD harus digunakan dan fitur audio multisaluran harus

diaktifkan melalui driver audio.

Mendukung Audio Blu-ray Premium
Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
Nichicon Fine Gold Series Audio Caps

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

1 x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung LAN Ganda dengan Teaming*

*Teaming didukung di Windows® 10 RS2 dan lebih.

Mendukung Ethernet Hemat Energi 802.3az
Mendukung PXE

Intel® 802.11ac WiFi Modul

Mendukung IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Mendukung Dual-Band (2,4/5 GHz)

Mendukung Sambungan nirkabel berkecepatan tinggi hingga
433Mbps

Mendukung Bluetooth 4.2 / 3.0 + Kecepatan tinggi kelas IT
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1/0 Panel
Belakang

Penyimpanan

Konektor

* 2x Port Antena

* 1x Port Mouse/Keyboard PS/2

¢ 2x Port HDMI

e 1x DisplayPort 1.2

e 2xPort USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)

e 4xUSB 3.1 Gen2 Port Tipe A (10 Gb/s)

e 2xUSB 3.1 Genl Port (Mendukung Perlindungan ESD)

e 2xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

* Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

¢ 6x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 15),
NCQ, AHCI, dan Hot Plug*

* Jika M2_1 digunakan perangkat SATA tipe M.2, maka SATA3_1
akan dinonaktifkan.

¢ 1 Soket Ultra M.2, mendukung modul M Key tipe
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI
Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Mendukung Teknologi Intel® Optane™
** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
** Mendukung Kit ASRock U.2

e 1x Header TPM
* 1x Header Chassis Intrusion
¢ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
¢ 1 x Konektor Kipas Chassis (4-pin)
¢ 1 x Konektor Kipas Chassis/Pompa Air (4-pin) (Kontrol
Kecepatan Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CHA_FAN1/WP dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau
4-pin sedang digunakan.
¢ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin
¢ 1 x Konektor Daya 8 pin 12V
¢ 1x Konektor Audio Panel Depan
e 1x Header USB 2.0 (Mendukung 2 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
e 1x Header USB 3.1 Genl (Mendukung 2 port USB 3.1 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)



Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

0s

Sertifikasi

H370M-ITX/ac

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

Dukungan SMBIOS 2.7

CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCST, Multipengatur Tegangan CPU
Internal PLL

Deteksi Suhu: Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air

Takometer Kipas: Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air

Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air
Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air
Deteksi CASE OPEN

Pemantauan voltase: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit

e FCC,CE
¢ Mendukung ErP/EuP (Memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan
A pengaturan pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan

alat bantu overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas
sistem, atau bahkan mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko
dan biaya apa pun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas
kemungkinan kerusakan karena overclocking.
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1 Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakupienie plyty glownej ASRock H370M-ITX/ac, niezawodnej

plyty gléwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock,
rygorystyczng kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng
konstrukeje, spelniajaca zobowiazanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o

wysokiej jakosci i wytrzymatosci.

Q Poniewaz specyfikacje plyty gtownej i oprogramowanie BIOS mogg zosta¢ zaktualizowane,
zawartos¢ tej dokumentacji moze zostac zmieniona bez powiadomienia. W przypadku jak-

ichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie
internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc techniczna
w odniesieniu do tej plyty gtownej, nalezy odwiedzi¢ strong internetowg w celu uzyskania
specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna
takze pobrac liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

o Plyta gléwna ASRock H370M-ITX/ac (Wspotczynnik ksztaltu Mini-ITX)
o Skrécona instrukcja instalacji ASRock H370M-1TX/ac

* Pomocnicza ptyta CD ASRock H370M-ITX/ac

o 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

¢ 1x ostona panelu Wejécia/Wyjscia

¢ 2 xanteny ASRock WiFi 2,4/5 GHz (Opcjonalne)

¢ 1x$ruba do gniazda M.2 (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma e Wspdlczynnik ksztattu Mini-ITX
CPU e Obstuga 8 generacji procesoréw Intel” Core™ (Socket
1151)

¢ Digi Power design
¢ Sekcja zasilania 6 Power Phase Design
¢ Obstuga technologii Intel® Turbo Boost 2.0

Chipset e Intel®° H370

Pamiec e Technologia pamieci Dual Channel DDR4

* 2x gniazda DDR4 DIMM

e Obstuga pamieci DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, pamigé
niebuforowana

¢ Obstuga moduléw pamigci ECC UDIMM (dzialanie w
trybie non-ECC)

e Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 32GB

¢ Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

e 15p poztacane styki w gniazdach DIMM

Gniazdo rozsz- * 1 x gniazdo PCI Express 3.0 x16 (tryb PCIE1: x16)
erzenia * Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych

¢ 1x pionowe gniazdo M.2 (Key E) z wbudowanym

modutem WiFi-802.11ac (z tylu Wejécia/Wyjscia)

Grafika e Wbudowana grafika Intel® UHD i wyjscia VGA s
obstugiwane wylacznie z procesorami, ktére maja
zintegrowane GPU.

¢ Obstuga wbudowanej grafiki Intel® UHD: Intel® Quick Sync
Video z AVC, MVC (S3D) i MPEG-2 Full HW Encodel,
Intel® InTru"™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel®
Insider™, grafika Intel” UHD

e DirectX 12

¢ Kodowanie/dekodowanie HWA: AVC/H.264, HEVC/
H.265 8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-
bit (tylko dekodowanie), MPEG2, MJPEG, VC-1 (tylko
dekodowanie)
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Audio

LAN

Bezprzewodowa
sie¢ LAN

Opgje trzech wyjs¢ graficznych: DisplayPort 1.2 i 2 x porty
HDMI

Obsluga trzech monitoréw

Obstuga HDMI z maks. rozdzielczoscia do 4K x 2K
(4096x2160) przy 30Hz

Obstuga DisplayPort 1.2 z maks. rozdzielczo$cig do 4K x
2K (4096x2304) przy 60Hz

Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i
HBR (High Bit Rate Audio) z portami HDMI (Wymagany
monitor zgodny z HDMI)

Obstuga portéw HDCP z HDMI i DisplayPort 1.2
Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portami
HDMI i DisplayPort 1.2

Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem treéci (Kodek audio
Realtek ALC892)

* Aby skonfigurowa¢ dzwiek 7.1 CH HD wymagane jest uzycie

modutu panelu czotowego HD i wlaczenie funkcji dzwigku

wielokanalowego za posrednictwem sterownika audio.

Obstuga audio Blu-ray Premium
Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami
Nichicon Fine Gold Series Audio Caps

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

1 x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® [211AT
Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferyc-
znymi/ESD

Obstuga podwojnej karty sieciowej z grupowaniem*

* Grupowanie obstugiwane jest w Windows® 10 RS2 i

nowszych.

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az
Obstuga PXE

Modut WiFi Intel® 802.11ac

Obstuga IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Obstuga dwoch pasm (2,4/5 GHz)

Obstuga wysokiej szybkosci potaczen bezprzewodowych
do 433 Mbps

Obstuga Bluetooth 4.2 / 3.0 + Wysokiej szybkosci klasa IT
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Tylny panel
Wejscia/Wyjscia

Przechowywanie

® 2Xxporty anteny

* 1x port myszy/klawiatury PS/2

e 2xporty HDMI

¢ 1x DisplayPort 1.2

e 2xporty USB 2.0 (Obsluga zabezpieczenia ESD)

* 4xporty USB 3.1 Gen2 typu A (10 Gb/s)

e 2xporty USB 3.1 Genl (Obsluga zabezpieczenia ESD)

e 2xporty LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED
SPEED)

* Gniazda audio HD: Wejécie liniowe / Glosnik przedni /
Mikrofon

* 6 xzlgcza SATA3 6.0 Gb/s, obstuga RAID (RAID 0, RAID
1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 15),
NCQ, AHCI i Hot Plug*

* Jesli gniazdo M2_1 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu
SATA, zostanie wylaczone SATA3_1.

¢ 1x gniazdo Ultra M.2, obstuga Key M typu
2230/2242/2260/2280 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i
modutu M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Obsluga technologii Intel* Optane™
** Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych
** Obstuga ASRock U.2 Kit
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Ziacze

Funkcja BIOS

Monitor sprzetu

1 x zlacze gléwkowe TPM
1 x zlacze gléwkowe funkcji naruszenia obudowy

1 x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)

* Zlacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksy-

malnym pradem zasilania wentylatora 1A (12W).

1 x zlacze wentylatora obudowy (4-pinowe)
1 x zfgcza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)

(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)

* Zkacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje

wentylator ukladu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania
wentylatora 2A (24W).
* CHA_FAN1/WP moze automatycznie wykrywa¢, jedli

uzywany jest wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.

1 x 24 pinowe zlgcze zasilania ATX

1 x 8 pinowe zlgcze zasilania 12 V

1 x zlacze audio na panelu przednim

1 x zlacza glowkowe USB 2.0 (obstuguje 2 porty USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)

1 x porty gtéwkowe USB 3.1 Genl (obstuga 2 portéw USB
3.1 Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)

Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym
GUI

Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

Obstuga SMBIOS 2.7

Wiele regulacji napiecia CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCST,
wewnetrzne PLL CPU

Wykrywanie temperatury: CPU, obudowa, wentylatory
obudowy/pompy wodnej

Obrotomierz wentylatora: CPU, obudowa, wentylatory
obudowy/pompy wodnej

Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci
obrotowej wentylatora obudowy przez temperature CPU):
CPU, obudowa, wentylatory obudowy/pompy wodnej
Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU,
obudowa, wentylatory obudowy/pompy wodnej
Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY

Monitorowanie napiecia: Napigcie rdzenia CPU Vcore +12
V.45V, 433V
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System Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
operacyjny
Certyfikaty e FCC, CE

* Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z

gotowoscig obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegotowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzi¢ naszq strong internetowg:

http://www.asrock.com

A

Nalezy pamietaé, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie

z regulacjg ustawier w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub
uzywaniem narzedzi przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac
na stabilnos¢ systemu lub nawet powodowa¢ uszkodzenie komponentéw i urzqdzeri
systemu. Powinno to zosta¢ zrobione na wtasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za
mozliwe uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest

“Otwarta”.

w @

Short Open

Zworka usuwania danych

z pamieci CMOS
2-pinowa zworka

(CLRMOS1)

(sprawdz s.1, Nr 14)

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamieci CMOS. Aby usunagc¢ i
zresetowa¢ parametry systemu do ustawienn domyslnych, wylacz komputer i odtacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do
zwarcia pinéw CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamieci
CMOS zaraz po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usunigcie danych
z pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania
danych z pamieci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastgpnie wylaczy¢ go.
Nalezy pamieta¢, ze hasto, data, czas i domyslny profil uzytkownika zostang usuniete
tylko po wyjeciu baterii CMOS. Nalezy pamietaé, aby po usunieciu danych z pamigci
CMOS, usung¢ nasadke zworki.

Wyreguluj opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungé zapis poprzedniego

Q Po usunigciu danych z pamigci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy.
stanu naruszenia obudowy.



1.4 Wbudowane ztgcza gtéwkowe i inne ztacza

Zijcze gtéwkowe na pan- 1 Podlgcz do tego ztacza
elu systemu HDLED+1O| O PLED+ glowkowego przetacznik
) HDLED- +O|O+ PLED- lani 1 &K .
(9-pinowe PANELLI) onD JO[O} pwreTny  Zasilania, przefaczni resetowania
(sprawdz s.1, Nr 12) reseT# FO|OF enp i wskaznik stanu systemu na
puMMY 1O obudowie, zgodnie z pokazanym

Wbudowane zlgcza gléwkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac
zworek nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami
glowkowymi i zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty glownej.

ponizej przydzialem pinéw. Przed
podlaczeniem kabli nalezy zapisa¢
pozycje pinéw plus i minus.

PWRBTN (Przelgcznik zasilania):
Podlgcz do przelgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowaé
sposob wylgczania systemu z uzyciem przelgcznika zasilania.

RESET (Przelgcznik resetowania):

Podlgcz do przelgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przetgcznik
resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komputer zawiesi sie i nie
wykona normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED
Jjest wlgczona podczas dzialania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢
w stanie uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sig w stanie
uspienia $4 lub wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podtgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy.
Dioda LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera
przede wszystkim przelgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diode LED zasilania,
diode LED aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podlgczeniu modutu panelu
przedniego obudowy do tego zlgcza gléwkowego upewnij sig, ze jest prawidtowo dopa-
sowany przydzial przewodow i przydziat pinéw.

H370M-ITX/ac

159



160

ZYacza Serial ATA3 Te sze$¢ ztaczy SATA3
(SATA3_0: = 1 [{] © obsluguje kable danych SATA
. « 2] 7
sprawdz s.1, Nr 9 = [ —| £ dlazewngtrznych urzadzen
(SATA3_1: SRR S A S pamieci z szybkoscig transferu
) [

sprawdz s.1, Nr 8 E [ —| g A /] €, danych do 6,0 Gb/s.

L ) 1)
(SATA3_2: w0 = @ < ] R o

; e & Jesligniazdo M2_1 jest zajete przez
sprawdz s.1, Nr 11 0 == 9 yzgdzenie M.2 typu SATA, zostanie
(SATA3_3: wylgczone SATA3_1.
sprawdz s.1, Nr 10
(SATA3_4:
sprawdz s.1, Nr 16
(SATA3_5:
sprawdz s.1, Nr 17
Zkacza gtéwkowe USB 2.0 DUMMY Na tej plycie gtéwnej znajduje
(9-pinowe USB_3_4) GND GND sie jedno ztacze gtéwkowe USB
P+ P+
(sprawdz s.1, Nr 13) . . 2.0. Ztacze gléwkowe USB 2.0
USB_PWR USB_PWR  moze obstugiwac dwa porty.
T
Zacza gtéwkowe USB 3.1 vous Na tej plycie gtéwnej znajduje
Vbus IntA_PB_SSRX-

Genl IntA_PA_SSRX- mapssixe sie jedno zlacze glowkowe. To

IntA_PA_SSRX+ GND
(19-pinowe USB3_6_7) ano maresse - ztgcze gldwkowe USB 3.1 Genl
(sprawdz s.1, Nr 7) iia_pA_ssTxr fNEP;D moze obstugiwaé dwa porty.
Zacze gtowkowe audio To ztacze glowkowe stuzy do
panelu przedniego MIC2_L é S onp  Podiaczania urzadzen audio do
(9-pinowe MIC2 R Q PRESENCE# przedniego panelu audio.

our2_ R——O|Of—— mic_rer

HD_AUDIO1) J_SENSE—TO

our2_ L —{O[C}— our_rer

(sprawdz s.1, Nr 20)
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PWRBIN (Przelgcznik zasilania):
Q Podlgcz do przelgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowaé

spos6b wylgczania systemu z uzyciem przelgcznika zasilania.

RESET (Przelgcznik resetowania):
Podlgcz do przetgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przelgcznik

resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komputer zawiesi sig i nie
wykona normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podtgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED
jest wlgczona podczas dzialania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sig
w stanie uspienia S1/83. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S4 lub wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy.
Dioda LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera
przede wszystkim przelgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diode LED zasilania,
diode LED aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podlgczeniu modutu panelu
przedniego obudowy do tego ztgcza glowkowego upewnij sie, ze jest prawidtowo dopa-
sowany przydziat przewodéw i przydziat pinéw.

Ztacze gtowkowe glo$nika SPEAKER Podlacz to tego ztacza

obudowy DUMMY glowkowego glosnik obudowy.

(4-pinowe SPEAKER1) DUM“:\Y/

(sprawdz s.1, Nr 18) p

Zkycze /wentylatora pompy Ta plyta gléwna udostepnia
FAN_SPEED .

wodnej obudowy FAN_VOLTAGECONTROL | oct) controL 4-pinowe zlacze obudowy

(4-pinowe CHA_FAN1/ wentylatora chfodzenia

WP) RN wodnego.. Jedli planowane

(sprawdz s.1, Nr 2) jest podiaczenie 3-pinowego

wentylatora chlodzenia
wodnego obudowy, nalezy je
podtaczy¢ do pindw 1-3.

ZYjcze wentylatora ! GND Podlacz przewody wentylatora
2 FAN_VOLTAGE_CONTROL

obudowy 3 FAN_SPEED do zlacza wentylatora i dopasuj
4 FAN_SPEED_CONTROL

(4-pinowe CHA_FAN2)
(sprawdz s.1, Nr 6)

czarny przewdd do styku masy.
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Zacze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FANT1)
(sprawdz s.1, Nr 3)

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL
GND FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylatora CPU
(Cichy wentylator). Jesli planow-
ane jest podlaczenie 3-pinowego
wentylatora CPU, nalezy je
podtaczy¢ do pindw 1-3.

Zkacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 5)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe ztgcze zasilania
ATX.

ZYacze zasilania ATX 12V
(4-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Podlacz do tego zlacza zasilacz
ATX 12V.

Zkacze gtéwkowe czujnika

Ta plyta gtéwna obstuguje

naruszenia obudowy SignSIN ° funkcje wykrywania
(2-pinowe CI1) OTWARCIA OBUDOWY,
(sprawdz s.1, Nr 15) ktora wykrywa zdjecie pokrywy
obudowy. Ta funkcja wymaga
obudowy z konstrukcja
wykrywania naruszenia
obudowy.
Zlacze gtowkowe TPM oND oNo To ztacze obstuguje system Trust-
SERIRQ# +3VSB
(17-pinowe TPMS1) S_PWROWN# . ed Platform Module (TPM), ktéry
GND
(sprawdz s.1, Nr 19) LAD +v moze bezpiecznie przechowywac
LAD2 LAD3
SMB_DATA_MAIN PCIRST# klucze, certyﬁkaty cyfrowe, hasla
SMB_CLK_MAIN FRAME .
aND PCICLK i dane. System TPM pomaga
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takze w zwigkszeniu zabezpiec-
zenia sieci, ochronie cyfrowych
danych osobowych i zapewnieniu
integralnosci platformy.



Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026
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Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

C

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard
Model Number : H370M-ITX/ac
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature : W

Date : May 12,2017
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